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PRZEDMOWA 
 

Uwagi dotycz� ce instrukcji 
 
(1) � adna cz� � �  tej publikacji nie mo� e by�  reprodukowana, przechowywana, transmitowana w jakiejkolwiek 
formie i jakimikolwiek � rodkami, bez uprzedniej pisemnej zgody Graphtec Corporation. 
(2) Specyfikacja produktu oraz inne informacje podane w tej instrukcji mog�  ulec zmianie bez uprzedzenia.  
(3) Mimo, � e do
o� ono wszelkich stara� , by dostarczy�  dok
adnych oraz kompletnych informacji, w razie 
jakichkolwiek niejasno� ci, lub ch� ci skomentowania, albo zasugerowania czegokolwiek, prosimy o kontakt ze 
sprzedawc�  lub dystrybutorem Graphtec. 
(4) Pomimo zastrze� enia zamieszczonego w poprzednim paragrafie, Graphtec Corporation, nie bierze 
odpowiedzialno� ci za zniszczenia spowodowane wykorzystaniem informacji tu zawartych b� d�  u� yciem 
produktu. 

 

Znaki zastrze� one 
Wszystkie nazwy firm, marki, logo oraz produkty wyst� puj� ce w tej instrukcji s�  znakami firmowymi albo 
zastrze� onymi znakami firmowymi nale� � cymi do odpowiednich firm. 

 

Prawa autorskie 
Prawa autorskie do tej instrukcji posiada firma VES PLOTER. 
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BEZPIECZNA I PRAWID	 OWA OBS	 UGA 

 
Gruntowne zapoznanie si�  z instrukcj�  zapewni Pa� stwu bezpiecze� stwo pracy z ploterem tn� cym. 
Po przeczytaniu instrukcji, nale� y umie� ci�  j�  w podr� cznym miejscu, dla zapewnienia 
atwego do niej dost� pu. 
Nale� y unika�  kontaktu dzieci z ploterem tn� cym. 
W poni� szej cz� � ci opisano zasady zachowania bezpiecze� stwa dzia
ania. Nale� y ich przestrzega� . 

 

Konwencje zastosowane w instrukcji 
W celu zapewnienia odpowiedniego oraz bezpiecznego u� ywania plotera tn� cego, a tak� e zapobie� enia 
zranieniom i zniszczeniom w
asno� ci klienta, � rodki ostro� no� ci przedstawione w instrukcji, zosta
y podzielone 
na trzy kategorie, opisane poni� ej. Nale� y si�  z nimi dok
adnie zapozna� , przed przeczytaniem instrukcji.  
 

UWAGA : Ta kategoria dostarcza informacji, których zignorowanie spowoduje powa� ne obra� enia.  
 

UWAGA : Ta kategoria dostarcza informacji, których zignorowanie prawdopodobnie spowoduje 
powa� ne obra� enia. 
 

UWAGA : Ta kategoria dostarcza informacji, których zignorowanie mo� e spowodowa�  obra� enia 
albo doprowadzi�  do uszkodzenia plotera tn� cego. 

 
 

Opis symboli 
 
Symbol  oznacza informacj� , na któr�  nale� y zwróci�  uwag�  (np. ostrze� enia). Punkt 
wymagaj� cy uwagi, opisany jest ilustracj� , lub tekstem wewn� trz, albo obok symbolu . 
 
 
 
Symbolem  oznacza si�  czynno� � , która jest zabroniona. Jest ona opisana na ilustracji, 
albo obok, lub wewn� trz symbolu  . 
 
 
 
Symbolem  oznacza si�  czynno� � , która musi zosta�  wykonana. Konieczne czynno� ci s�  
opisane na ilustracji, b� d�  wewn� trz lub obok symbolu . 
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� rodki ostro� no� ci 
 

UWAGA 
 
Nie dotyka�  rolek lub ruchomych cz� � ci (np. 
karetki)przed zako� czeniem kre� lenia lub ci� cia. 
 
·  Takie dzia
anie mo� e spowodowa�  zranienie.  

NIE DOTYKA�  

Nale� y si�  upewni� , � e terminal jest uziemiony.  
 
·   Je� eli nie jest, osoba go obs
uguj� ca mo� e zosta�  

pora� ona pr� dem. 
 

UZIEMIJ PLOTER 

R� ce, w
osy itp. nale� y trzyma�  z daleka od rolek  
lub ruchomych cz� � ci, nawet,  
gdy ploter jest w stanie spoczynku. 
Mo� e on nagle si�  uruchomi� , gdy otrzyma dane. 

TRZYMA�  
                                                                                              DYSTANS 

·   Takie dzia
anie mo� e spowodowa�  zranienie 

Nie rozmontowywa� , naprawia�   
lub przebudowywa�  plotera tn� cego. 
 
·   Dzia
anie takie mo� e spowodowa�  pora� enie pr� dem  

lub zagro� enie po� arem w wyniku zwarcia. 
                                                                                              NIE 

  ROZMONTOWYWA�  
·   Kontakt z cz� � ciami plotera znajduj� cymi si�   

pod napi� ciem mo� e  
spowodowa�  pora� enie pr� dem. 

·   Je� eli ploter wymaga naprawy, nale� y si�  skontaktowa�  ze sprzedawc�  lub 
dystrybutorem Graphtec. 

Nie pod
� cza�  plotera do nieznanego  
lub nieobs
ugiwanego zasilania. 
 
 

 
·   U� ycie innego ni�  zalecane napi� cia                                   ZABRONIONE               

mo� e spowodowa�  pora� enie pr� dem, lub  
zagro� enie po� arem w wyniku zwarcia. 
 

Nie u� ywa�  plotera tn� cego w miejscu  
nara� onym na dzia
anie wody,  
deszczu, lub � niegu 
 
·   Dzia
anie w takich warunkach 

mo� e spowodowa�  pora� enie pr� dem         UNIKA�                 GROZI 
lub zagro� enie po� arem w wyniku zwarcia.   WODY          PORA	 ENIEM  
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� rodki ostro� no� ci (ci� g dalszy) 
 

UWAGA 
 
Je� eli ploter wydziela dym, przegrzewa si� , 
lub wydziela dziwny zapach,  
albo dzia
a w sposób podejrzany,  
nale� y przerwa�  prac� .  
Nale� y wy
� czy�  zasilanie, a nast� pnie  
od
� czy�  ploter od pr� du.                                                       ZABRONIONE 
 
·   U� ywanie plotera tn� cego w takim stanie mo� e spowodowa�  zagro� enie 

po� arowe lub pora� enie pr� dem. 
·   Po upewnieniu si� , � e dym nie wydostaje si�  ju�  z urz� dzenia, nale� y si�  skontaktowa�  ze 

sprzedawc�  lub dystrybutorem Graphtec w celu dokonania koniecznych napraw. 
·   Nie zaleca si�  przeprowadzania napraw we w
asnym zakresie. Naprawa wykonywana przez 

niedo� wiadczone osoby mo� e by�  niebezpieczna. 
 

Nale� y zwróci�  uwag� , czy do wtyczki nie  
przylegaj�  opi
ki � elaza lub py
. 
·   Zabrudzona wtyczka mo� e  

spowodowa�  pora� enie pr� dem, lub 
zagro� enie po� arem w wyniku zwarcia. 
                                                                              GROZI          ZABRONIONE 

           PORA	 ENIEM 
 
 
 

Nie mo� na u� ywa�  kabla zasilaj� cego  
je� eli jest uszkodzony.  
·   U� ycie uszkodzonego kabla mo� e spowodowa�   

pora� enie pr� dem, lub zagro� enie po� arem  
w wyniku zwarcia. 

·   Nale� y natychmiast zast� pi�  uszkodzony kabel nowym.            OD	 
 CZ  
                                                              WTYCZK�  

 
W czasie obs
ugiwania ostrza tn� cego nale� y zachowa�  ostro� no� � . 
·   Dotykanie ostrza go
ymi r� kami mo� e spowodowa�  zranienie. 
·   Nie dotyka�  ostrza tn� cego przed zako� czeniem ci� cia. 

                                                                                       
 

                                                                                                NIE DOTYKA�  
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� rodki ostro� no� ci (ci� g dalszy) 
 

UWAGA 
 
Nie u� ywa�  plotera tn� cego w miejscu  
nara� onym na bezpo� rednie dzia
anie s
o� ca,  
przeci� gów lub klimatyzacji, albo ogrzewania 
·   Takie otoczenie mo� e mie�  negatywny wp
yw 

 na dzia
anie plotera tn� cego. 
ZABRONIONE 

 
 

 
Nie u� ywa�  plotera tn� cego w miejscu mocno zapylonym lub wilgotnym. 
·   Takie otoczenie mo� e mie�  negatywny wp
yw na  
    dzia
anie plotera tn� cego. 

 
 
                                                                                                                                                              

ZABRONIONE 
 

Nie umieszcza�  � adnych naczy�  zawieraj� cych 
wod�  lub inne p
yny na ploterze tn� cym. 
·   P
yn dostaj� cy si�  do wn� trza plotera tn� cego 
   mo� e spowodowa�  pora� enie pr� dem lub 

zagro� enie po� arem w wyniku zwarcia. 
                                                                           UNIKA�               GROZI 

                                                                                   WODY          PORA	 ENIEM 
 

Nie u� ywa�  plotera tn� cego 
w miejscu nara� onym na du� e wibracje 
lub zak
ócenia elektryczne. 
·   Takie otoczenie mo� e mie�  negatywny wp
yw na dzia
anie  
    plotera tn� cego. 

 ZABRONIONE 
 

Przy od
� czaniu kabli, nie ci� gn� �  za przewód. 
·   Takie dzia
anie mo� e spowodowa�  uszkodzenie kabla, 
    co doprowadzi do zagro� enia po� arem, 

 lub pora� enia pr� dem 
 

ZABRONIONE 
 
 

Je� li woda lub inne cia
o obce dostanie si�  do plotera 
tn� cego, nale� y przerwa�  prac� .  
Nale� y wy
� czy�  zasilanie, a nast� pnie od
� czy�  od pr� du 
wtyczk� . 
·   U� ywanie plotera tn� cego w takim stanie                                                

mo� e spowodowa�  pora� enie pr� dem                                     OD	 
 CZ 
 lub zagro� enie po� arem w wyniku zwarcia.                                  WTYCZK�  
·   W takim przypadku nale� y si�  skontaktowa�  
   ze sprzedawc�  lub dystrybutorem Graphtec. 

w celu dokonania koniecznych napraw. 
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� rodki ostro� no� ci (ci� g dalszy) 
 

UWAGA 
 
Nie próbowa�  smarowa�   
mechanizmów plotera tn� cego. 
·   Dzia
anie takie mo� e spowodowa�  uszkodzenie plotera 
 

ZABRONIONE 
 
 
 
 
 
 

Nie czy� ci�  plotera tn� cego przy u� yciu silnych 
rozpuszczalników (np. benzen). 
·   Takie dzia
anie mo� e mie�  negatywny wp
yw na 

dzia
anie plotera. 
   ZABRONIONE 

 
 
Nale� y zapewni�  odpowiednio du� o miejsca wokó
 
plotera tn� cego, aby nie uderza
 on w � aden obiekt w 
swoim s� siedztwie w czasie ci� cia lub kre� lenia. Taki 
kontakt mo� e spowodowa�  nierówno� ci ci� cia lub 
kre� lenia. 
·   Taki kontakt mo� e spowodowa�                                                    NIE                                                                                                
    rozregulowanie procesów ci� cia lub kre� lenia.                       DOTYKA�  

 

Gdy w u� yciu jest o� wietlenie fluorescencyjne lub 
innego rodzaju lampy, nale� y zapewni�  odleg
o� �  
minimum jednego metra mi� dzy ploterem tn� cym a 
� ród
em � wiat
a. 
·   Oddzia
ywanie � ród
a � wiat
a mo� e spowodowa�  

uszkodzenie sensora 
i uniemo� liwi�  jego poprawne dzia
anie. 

W czasie u� ywania plotera, nale� y zadba�  o to, aby nie 
wysuwa�  ostrza dalej, ni�  to konieczne. 
·   Zbyt wysuni� te ostrze uszkodzi podk
ad do ci� cia i 

negatywnie wp
ynie na jako� �  ci� cia. 

Je� eli wyst� pi potrzeba r� cznego przesuni� cia karetki – 
w celu za
adowania lub w jakiejkolwiek innej potrzebie, 
nale� y to zrobi�  powoli. 
·   Szybkie przesuwanie karetki mo� e uszkodzi�  ploter. 

Je� eli kraw� d�  za
adowanego materia
u zsuwa si� , zabezpiecz j�  ta� m�   
kre� larsk�  lub podobnym materia
em. 
 
·   Ostrze z
amie si� , je� eli jego ko� cówka zaczepi si�  o lu� n�  kraw� d�  materia
u. 
Przed ci� ciem materia
u, którego optymalnych warunków ci� cia nie jeste�  
pewien, wykonaj ci� cie testowe. 
·  Operacja ci� cia oparta na niew
a� ciwie dobranych warunkach ci� cia wywo
a 

nadmierny nacisk na ostrze i ploter, powoduj� c z
amanie ostrza lub awari�  
urz� dzenia. 
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Seria FC4210 - 60 
 
UWAGA: 
 
Zgodnie z zaleceniem United States Federal Communications Commission nast� puj� ca uwaga ma by�  
przekazana u� ytkownikom tego produktu. 

 

KOMUNIKAT KOMISJI FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DOTYCZ� CY 
ZAK	 ÓCE�  CZ� STOTLIWO� CI RADIOWYCH 
UWAGA: Urz� dzenie zosta
o przetestowane i spe
ni
o wymagania stawiane cyfrowym urz� dzeniom klasy A, 
opisane w cz� � ci 15 przepisów FCC. Wymagania te i ograniczenia, maj�  na celu zapewnienie ochrony przed 
szkodliwymi zak
óceniami podczas pracy sprz� tu w otoczeniu biurowym. Urz� dzenie generuje, u� ywa oraz 
mo� e emitowa�  energi�  w postaci fal radiowych i – je� eli zainstalowane I u� ywane jest wbrew instrukcji – 
mo� e spowodowa�  szkodliwe zak
ócenia komunikacji radiowej. U� ywanie sprz� tu w dzielnicach 
mieszkaniowych mo� e spowodowa�  szkodliwe zak
ócenia, którymi b� dzie musia
 zaj� �  si�  u� ytkownik – na 
swój koszt. 

 
ZALECA SI�  U	 YWANIE KABLI EKRANOWANYCH 
 
Zgodnie z wymaganiami Klasy A FCC, wszystkie zewn� trzne kable oraz po
� czenia musz�  by�  odpowiednio 
ekranowane i uziemione. Odpowiednie kable i po
� czenia s�  dost� pne u dystrybutora GRAPHTEC lub 
producentów komputerów lub peryferiów komputerowych. GRAPHTEC nie odpowiada za jakiekolwiek 
zak
ócenia spowodowane u� yciem kabli i po
� cze�  innych ni�  zalecane, lub nieautoryzowanymi zmianami 
albo modyfikacjami sprz� tu. Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje mog�  uniewa� ni�  pozwolenie u� ytkownika 
na obs
ug�  tego sprz� tu. 
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Wybór kabla zasilaj� cego 
 
Wygl� d wtyczki W
a� ciwo� ci sieci Normy Kabel 

 

Ameryka Pó
nocna 
125 V 
10 A 

ANSI C73.11 
NEMA 5-15 
UL498/817/62 
CSA22.2 
NO.42/21/49 

UL Listed 
Typ SJT 
Nr.18AWG x 3 
300 V, 10 A 

 

 

Europa 
250 V 
10 A 

CEE(7)VII 
IEC320 
CEE13 

Typ H05VV-F 
3 x 1,0 mm2 

 

Wielka Brytania 
250 V 
5 A 

BS1363 
BS4491 
BS6500 

Typ H05VV-F 
3 x 1,0 mm2 

 

Australia 
250 V 
10 A 

AS3112 
AS3109 
AS3191 

Typ OD3CFC 
3 x 1,0 mm2 

 

Ameryka Pó
nocna 
250 V 
15 A 

ANSI C73.20 
NEMA 6-15 
UL 198.6 

UL Listed 
Typ SJT 
Nr.18AWG x 3 
300 V, 10 A 

 

 

Szwajcaria 
250 V 
6 A 

SEV 1011 
SEV1004 
SEV1012 

Typ H05VV-F 
3 x 0,75 mm2 
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UWAGI DOTYCZ
 CE U	 YWANIA OSTRZY TN
 CYCH I INNYCH NARZ� DZI 
 
Ploter ten wykorzystuje ostrza w operacjach ci� cia. W celu unikni� cia obra� e�  lub wypadków zwi� zanych z 
ostrzem tn� cym, nale� y zawsze obchodzi�  si�  z nimi z najwy� sz�  ostro� no� ci� . 

 

Ostrze tn� ce 
 
Ko� cówka ostrza tn� cego jest bardzo ostra. Nieostro� ne obchodzenie si�  z ostrzem mo� e by�  przyczyn�  
skaleczenia. 
Gdy ostrze tn� ce si�  zu� yje, nale� y zapakowa�  je z powrotem do opakowania, a nast� pnie  
wyrzuci�  opakowanie. 
 

Oprawka ostrza tn� cego 
 
Ko� cówka ostrza tn� cego jest bardzo ostra. Nale� y uwa� a� , czy ostrze nie jest nadmiernie wysuni� te z 
oprawki. 
Gdy ploter lub oprawka nie s�  u� ywane, nale� y si�  upewni� , � e ostrze nie wystaje z oprawki. 
 

Montowanie oprawki ostrza tn� cego lub narz� dzia do bigowania 
 
Oprawk�  lub narz� dzie do bigowania nale� y wcisn� �  w uchwyt oprawki (jak na ilustracji), a nast� pnie 
zacisn� �  uchwyt oprawki. Kontakt z poruszaj� cym si�  ostrzem lub narz� dziem jest bardzo niebezpieczny. 
Nale� y zachowa�  ostro� no� �  zarówno w czasie przeprowadzania operacji ci� cia, jak i podczas uruchamiania 
plotera. Pami� taj o montowaniu narz� dzia do bigowania w uchwycie 2. 
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Procedura 
 
(1) Poluzuj � rub�  uchwytu 
oprawki, aby móg
 si�  
zmie� ci�  ko
nierz oprawki 
ostrza tn� cego lub ko
nierz 
narz� dzia do bigowania. 
 
 

(2) Nacisn� �  uchwyt 
oprawki, wk
adaj� c 
jednocze� nie oprawk�  lub 
narz� dzie a�  do momentu, 
gdy zostanie zatrzymane. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Zamocowa�  oprawk� , 
tak, aby ko
nierz oprawki lub 
narz� dzia by
 zakryty, a 
nast� pnie zacisn� �  uchwyt 
oprawki. 
 

 

 
 
 
 
 
·  UWAGA 
Przed zaci� ni� ciem uchwytu oprawki nale� y si�  upewni� , � e ko
nierz oprawki ostrza tn� cego lub narz� dzia do 
bigowania jest zamocowany we wsporniku oprawki, tak jak zilustrowano w punkcie (3). 

Parametry ci� cia 
 
W przypadku braku pewno� ci, co do optymalnych parametrów ci� cia, nale� y przeprowadzi�  ci� cie testowe.  
Pocz� tkowo, nale� y ustawi�  nast� puj� ce parametry ci� cia: wysun� �  ostrze na najmniejsz�   
z zalecanych dla danej grubo� ci medium g
� boko� � , ustawi�  nacisk (FORCE) na 10, pr� dko� �  (SPEED) na 5 
oraz przyspieszenie (QUALITY) na 1. Nast� pnie stopniowo zwi� ksza�  warto� ci, a�  do uzyskania optymalnych 
wyników ci� cia testowego. 
Operacja ci� cia oparta na � le dobranych parametrach mo� e by�  olbrzymim obci� � eniem dla ostrza tn� cego  
oraz plotera i mo� e spowodowa�  zniszczenie ostrza lub awari�  plotera. 

Parametry bigowania 
 
Przed rozpocz� ciem bigowania na jakimkolwiek materiale, dla którego parametry bigowania s�  nieznane, 
przeprowad�  test. Pocz� tkowo, nale� y ustawi�  nast� puj� ce parametry ci� cia: ustawi�  nacisk (FORCE) na 10, 
pr� dko� �  (SPEED) na 5 oraz przyspieszenie (QUALITY) na 1. Nast� pnie stopniowo zwi� ksza�  warto� ci, a�  do 
uzyskania optymalnych wyników testu. W
a� ciwe wyniki nie zostan�  osi� gni� te, je� li bigowania zostanie 
wykonane z niepoprawnie dobranymi warto� ciami.  
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TU	  PO W	 
 CZENIU PLOTERA 
 
W czasie operacji ci� cia lub zaraz po, jak i w momencie, gdy ustawiane s�  parametry i funkcje,  
karetka plotera i rami�  mog�  si�  nagle poruszy� . 
 
Dlatego nale� y trzyma�  r� ce, w
osy i ubrania z dala od karetki oraz ramienia. Ponadto nie mo� na pozostawia�  
w ich pobli� u � adnych innych obiektów. 
 
W celu unikni� cia obra� e� , lub niezadowalaj� cych wyników ci� cia, nie mo� na dopu� ci�  by r� ce, w
osy, 
ubrania, b� d�  inne obce cia
o utkn� 
o lub wpl� ta
o si�  w karetk�  albo rami� , gdy dzia
a ploter. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OSTRZE	 ENIE 

 
Zamieszczone poni� ej ostrze� enie jest przyklejone do obudowy plotera. Nale� y � ci� le przestrzega�  zasad 
zawartych w tym ostrze� eniu. 
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MATA PRZYLEPNA 
 
Ploter wyposa� ony jest w mat�  przylepn�  jako akcesoria. Przed za
adowaniem materia
u do bigowania, 
przyczep mat�  przylepn�  do panelu ci� cia. Mata przylepna podlega zu� yciu.  

U� ywanie maty przylepnej 
 
Mata przylepna posiada ró� n�  si
�  przylegania ze strony wierzchniej i spodniej. U� yj strony o du� ej sile 
przylegania do przyczepienia maty do panelu ci� cia, a strony o niskiej sile przylegania do utrzymania 
materia
u w pozycji. Ochronna folia przyczepiona do obu stron maty przylepnej u� ywana jest ponownie do 
przechowywania zu� ytej maty. Z tego powodu nie nale� y si�  jej pozbywa� . 
 
Przyczepianie maty przylepnej 
 
Wykonaj poni� sze kroki w celu przyczepienia maty przylepnej. (Podczas usuwania maty przylepnej, wykonaj 
poni� sze kroki w odwrotnej kolejno� ci, a zu� yt�  mat�  przechowuj.) 
 
1) Usu�  ochronn�  foli�  ze spodniej strony maty. 

2) Przyczep mat�  przylepn�  do powierzchni panelu ci� cia, unikaj� c powstawania p� cherzy powietrza.  

3) Usu�  foli�  ochronn�  z wierzchniej strony maty. 

� rodki ostro� no� ci przy u� yciu maty przylepnej 

Przy ci� ciu materia
ów ogólnych (np. folii lub papieru samoprzylepnego), usu�  mat�  i przyczep na jej miejsce 
arkusz przylepny przed rozpocz� ciem ci� cia. Przy niektórych materia
ach (np. tych o g
adkiej powierzchni), 
mata mo� e okaza�  si�  nadmiernie kleista, utrudniaj� c usuni� cie materia
u. Podczas 
adowania takiego 
materia
u, nale� y upewni�  si� , � e materia
 przyczepiany jest tylko na obwodzie maty przylepnej. (Je� eli 
� rodkowa cz� � �  materia
u ulegnie zniekszta
ceniu, lekko naci� nij t�  cz� � �  w celu przyczepienia jej do maty.) 
Przeciwnie, niektóre materia
y mog�  nie przyczepi�  si�  w pe
ni do maty. W takim przypadku, nale� y poprawnie 
je u
o� y�  przy u� yciu np. ta� my samoprzylepnej. 

 
Sprawd� : 
Je� eli ci� ty materia
 podnosi si�  z powierzchni, prze
� cz na tryb perforacji przed kontynuowaniem. 
(Aby uzyska�  wi� cej informacji, zobacz rozdzia
 5.7, „Ustawianie trybu perforacji.”)  
 
Je� eli mata przylepna straci
a zdolno� �  przylegania. 

Usu�  mat�  z panelu ci� cia i umyj j�  w wodzie. Po wyschni� ciu mata odzyska zdolno� �  przylegania. 
 
Stopie�  wysuni� cia ostrza przy u� yciu maty przylepnej 

Dostosuj stopie�  wysuni� cia ostrza do grubo� ci przeznaczonego do ci� cia materia
u oraz dodatkowego 
0,1mm do 0,2mm. (Aby uzyska�  wi� cej informacji na temat dostosowania stopnia wysuni� cia ostrza, zobacz 
rozdzia
 2.4, „Regulacja d
ugo� ci ostrza”.) 
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ARKUSZ PRZYLEPNY 
 
Ploter wyposa� ony jest w arkusz przylepny jako akcesoria. Przed za
adowaniem materia
ów ogólnych, (np. 
folii lub papieru samoprzylepnego),przyczep arkusz przylepny do panelu ci� cia. Arkusz przylepny podlega 
zu� yciu. 

U� ywanie arkusza przylepnego 
 
Arkusz przylepny posiada ró� n�  si
�  przylegania ze strony wierzchniej i spodniej. U� yj strony o du� ej sile 
przylegania do przyczepienia arkusza do panelu ci� cia, a strony o niskiej sile przylegania do utrzymania 
materia
u w pozycji. 
 
Przyczepianie arkusza przylepnego 

Wykonaj poni� sze kroki w celu przyczepienia arkusza przylepnego. 
 
1) Usu�  ochronn�  foli�  z bia
ej strony arkusza. 

2) Przyczep arkusz przylepny do powierzchni panelu ci� cia, unikaj� c powstawania p� cherzy powietrza.  

3) Usu�  foli�  ochronn�  z � ó
tej strony arkusza. 

� rodki ostro� no� ci przy u� yciu arkusza przylepnego 

Przy u� yciu materia
ów do bigowania, usu�  arkusz przylepny i przyczep na jego miejsce mat�  przylepn� . 
Przy niektórych materia
ach (np. tych o g
adkiej powierzchni), arkusz mo� e okaza�  si�  nadmiernie kleisty, 
utrudniaj� c usuni� cie materia
u. Podczas 
adowania takiego materia
u, nale� y upewni�  si� , � e materia
 
przyczepiany jest tylko na obwodzie arkusza przylepnego. (Je� eli � rodkowa cz� � �  materia
u ulegnie 
zniekszta
ceniu, lekko naci� nij t�  cz� � �  w celu przyczepienia jej do arkusza.) Przeciwnie, niektóre materia
y 
mog�  nie przyczepi�  si�  w pe
ni do arkusza. W takim przypadku, nale� y poprawnie je u
o� y�  przy u� yciu np. 
ta� my samoprzylepnej. 
  
Je� eli arkusz przylepny straci
 zdolno� �  przylegania. 

Usu�  arkusz z panelu ci� cia i zast� p go nowym, lub umyj wilgotn�  g� bk� . 
 
Stopie�  wysuni� cia ostrza przy u� yciu arkusza przylepnego 

Aby uzyska�  wi� cej informacji na temat dostosowania stopnia wysuni� cia ostrza, zobacz rozdzia
 2.4, 
„Regulacja d
ugo� ci ostrza”. 
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CODZIENNA KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
 
Codzienna konserwacja 
 
W trakcie codziennych operacji zwi� zanych z ploterem, nale� y przestrzega�  nast� puj� cych zasad. 
 
·  Nie smarowa�  mechanizmów plotera. 
 
·  Je� eli obudowa plotera jest brudna, nale� y j�  przetrze�  such�  szmatk� , lub szmatk� , która zosta
a 

zwil� ona oboj� tnym, rozcie� czonym w wodzie detergentem. 
 

Nie mo� na u� ywa�  rozcie� czalnika, benzyny, alkoholu i tym podobnych substancji, poniewa�  uszkodz�  one 
obudow� . 

 
·  Je� eli panel ci� cia jest brudny, nale� y go przetrze�  such�  szmatk� . W przypadku trudnych do zmycia plam, 

trzeba u� y�  szmatki zwil� onej oboj� tnym, rozcie� czonym w wodzie detergentem. 
 

Nie mo� na u� ywa�  rozcie� czalnika, benzyny, alkoholu i tym podobnych substancji. 
 
Przechowywanie plotera 
 
Przechowuj� c ploter, w sytuacji, gdy nie jest u� ywany, nale� y przestrzega�  nast� puj� cych zasad. 
 
·  Nale� y wyj� �  ostrze tn� ce, narz� dzie do bigowania lub pisak i nast� pnie poprawnie je przechowywa� . 
 
·  Aby ochroni�  ploter przed kurzem i brudem, nale� y go przykry� . 
 
·  Nale� y unika�  miejsc nara� onych na dzia
anie s
o� ca lub wysokich temperatur. 
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1. ROZPAKOWANIE PLOTERA 
 
Ten rozdzia
 opisuje, w jaki sposób rozpakowa�  ploter oraz t
umaczy nazwy i funkcje g
ównych cz� � ci. 
 
 

1.1 Sprawdzanie standardowego wyposa� enia. 

 
 
Po rozpakowaniu plotera, sprawd�  czy wyposa� enie jest kompletne. Je� eli brakuje którego�  elementu, prosz�  
skontaktowa�  si�  ze sprzedawc� . 
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1.2 Nazewnictwo plotera 

 
(1) Karetka : kieruje ostrzem/pisakiem/narz� dziem do bigowania na lewo/prawo 
(2) Uchwyt oprawki : porusza ostrzem/pisakiem/narz� dziem do bigowania góra/dó
 
(3) Rami�  : utrzymuje karetk� ; porusza si�  w lewo/prawo 
(4) Panel ci� cia : w tym miejscu odbywa si�  ci� cie/kre� lenie/bigowanie 
(5) Panel sterowania : u� ywane do ustawiania funkcji plotera 
(6) Wej� cie równoleg
e 
Centronics 

: s
u� y do pod
� czenia plotera do komputera przez kabel równoleg
y 
 

(7) Wej� cie RS-232C : s
u� y do pod
� czenia plotera do komputera przez kabel RS-232C 
(8) Wej� cie AC : s
u� y do pod
� czenia plotera do zasilania 
(9) Wy
� cznik sieciowy : s
u� y do w
� czenia/wy
� czenia plotera 
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2. OSTRZA TN
 CE I PISAKI 
 

2.1 Rodzaje i funkcje ostrzy tn� cych 
 
Zapoznanie si�  z typami oraz funkcjami ostrzy tn� cych, pozwoli Ci na wybranie optymalnych ostrzy do danej 
czynno� ci. 
 
 

Numer i wygl� d 
cz� � ci 

� rednica  
i offset ostrza 

Kompatybilna 
oprawka 

Zastosowanie i cechy 

 

ù0,9 mm  
0,45 

PHP32-CB09N Standardowe ostrze przeznaczone do ci� cia mediów 
samoprzylepnych. Mo� e ci� �  media o grubo� ci 
si� gaj� cej 0,25 mm. Maks. d
ugo� �  ci� cia: ok. 4000 m 

 

ù1.5 mm  
0,75 

PHP32-CB15N Zdolny ci� �  grubsze, ni�  w przypadku CB09UA 
media. Mo� e ci� �  media o grubo� ci od 0,25 mm do 
0,5 mm 

 

ù1.5 mm  
0,75 

PHP32-CB15N Nale� y u� ywa�  tego ostrza do ciecia arkuszy folii 
odblaskowej o du� ym wspó
czynniku odbicia � wiat
a 
(bardzo twarda) 
 

 

ù1.5 mm  
0,75 

PHP32-CB15N Idealne do ciecia folii (gumy) do piaskowania, posiada 
ostry k� t i du� �  d
ugo� �  ostrza, idealne do ci� cia mediów 
o grubo� ci od 0,5 do 1,5 mm 
 

 

Ø1.5 mm  
0,5 

PHP31-CB15 To ostrze jest z najtwardszego materia
u, ale ma 
najmniejsz�  wytrzyma
o� �  na uderzenia. Nadaje si�  do 
ciecia arkuszy o grubo� ci nieprzekraczaj� cej 0,05 mm 
 
 

 

ù1.5 mm  
0,25 

PHP31-CB15 S
u� y do ciecia cienkich pasków (szlaczków), 
przeznaczone do ciecia arkuszy o grubo� ci 0,05 mm 
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2.2 Nazewnictwo oprawek 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ploter dzia
a wykorzystuj� c ostrze zamontowane w oprawce. Wyró� nia si�  dwa typy oprawek ostrza tn� cego, 
w zale� no� ci od � rednicy ostrza, które ma by�  zamontowane (oprawka na ostrze o � rednicy 1,5 mm jest 
wyposa� eniem standardowym). Upewnij si� , � e zamontowa
e�  ostrze tn� ce w odpowiedniej oprawce. 
 
Budowa oprawki ostrza 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

·  UWAGA 
Ostrze tn� ce mo� e zrani� . Nale� y zachowa�  uwag�  i ostro� no� � , gdy ma si�  z nim do czynienia. 
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2.3 Wymiana ostrza tn� cego 
 

UWAGA 
Ostrze tn� ce mo� e zrani� . Nale� y zachowa�  uwag�  i ostro� no� � , gdy ma si�  z nim do czynienia. 
 
Zmiana ostrza tn� cego 
 

 
 
Krok 1 
Obracaj� c pokr� t
o schowaj nó�  do oprawki. 

 
 
Krok 2 
Zdejmij pokrywk�  oprawki obracaj� c j�  w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
 
Krok 3 
Wyjmij ostrze z pokrywki. 
 
Krok 4 
W
ó�  nowy nó�  do otworu znajduj� cego si�  w pokrywce. 
 
Krok 5 
Po w
o� eniu no� a do pokrywki, odwracamy oprawk� , a nast� pnie j�  zakr� camy. 
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2.4 Regulacja d
ugo� ci ostrza 
 

·  UWAGA 
Ostrze tn� ce mo� e zrani� . Nale� y zachowa�  uwag�  i ostro� no� � , gdy ma si�  z nim do czynienia. 
Zbyt mocno wysuni� ty nó�  mo� e zniszczy�  panel ci� cia. 
Upewnij si� , czy ostrze jest odpowiednio ustawione. 
 
Regulacja d
ugo� ci ostrza 
 
Krok 1 
Przed wyregulowaniem d
ugo� ci ostrza, wyrównaj ko� cówk�  ostrza z ko� cówk�  oprawki  
obracaj� c pokr� t
o w kierunku „ B” .  

 
 
Krok 2 
Nast� pnie wysu�  nó�  odpowiednio do grubo� ci ci� tego medium obracaj� c pokr� t
o w kierunku „ A” . 
Odnie�  si�  do skali na oprawce w celu okre� lenia potrzebnego wysuni� cia ostrza. 
Obrócenie o jedn�  jednostk�  powoduje wysuni� cie no� a o 0,1 mm.  
Pe
en obrót pokr� t
a przesuwa nó�  o o 0,5 mm. 
 
Obró�  pokr� t
o w kierunku „ A” , aby wysun� �  ostrze. 
Obró�  pokr� t
o w kierunku „ B” , aby schowa�  ostrze. 
 

Uzyskanie odpowiedniej d
ugo� ci ostrza. 

Zak
adaj� c, � e grubo� �  medium wynosi „ t” , jak wida�  na obrazku poni� ej, d
ugo� �  no� yka „ ”  – powinna by�  
równa, albo delikatnie tylko przekracza�  warto� �  „ t” . Nale� y si�  upewni� , czy „ ”  nie przekracza 
� cznej 
grubo� ci medium i podk
adu.  

  

Je� eli nie da si�  dok
adnie ustali�  grubo� ci medium, stopniowo zwi� kszamy wysuni� cie no� yka, a�  do 
momentu, gdy po ci� ciu testowym pojawi�  si�  � lady na podk
adzie. 
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3. PRZYGOTOWANIE CI� CIA 
 
Ten rozdzia
 podaje instrukcje, w jaki sposób korzysta�  z panelu sterowania, jak u
o� y�  materia
, ustawi�  
parametry ciecia, itp. 
 

3.1 Panel sterowania 
 

 
 
Kontrolki 
 
Power - ta kontrolka � wieci si�  (na zielono), gdy ploter jest zasilany 
Prompt - ta kontrolka � wieci si�  (na czerwono), gdy ploter otrzymuje dane przesuwaj� ce karetk�  wraz z 
no� em poza efektywny obszar ci� cia.  
 
Klawisze funkcyjne 
 
Cztery klawisze funkcyjne (F1 do F4) s�  u� ywane w celu wybrania menu lub wybrania funkcji na 
wy� wietlonym menu. 
 
F1 - naci� nij przycisk F1 w celu:  
 a) wybrania funkcji podczas trybu Menu,  
 b) wybrania parametrów ciecia nr „1”  (Cutter Conditions 1) - gdy wy� wietla si�  komunikat READY, 
 c) zmiany ustawienia nacisku (FORCE) po tym jak zosta
 przyci� ni� ty przycisk „CONDITIONS”   
 
F2 - naci� nij przycisk F2 w celu:  
 a) wybrania funkcji podczas trybu Menu,  
 b) wybrania parametrów ciecia 2 (Cutter Conditions 2) - gdy wy� wietla si�  komunikat READY, 
 c) zmiany ustawienia pr� dko� ci (SPEED) po tym jak zosta
 przyci� ni� ty przycisk „CONDITIONS”. 
 
F3 - naci� nij przycisk F3 w celu:  
 a) wybrania funkcji podczas trybu Menu,  
 b) wybrania parametrów ciecia 3 (Cutter Conditions 3) - gdy wy� wietla si�  komunikat READY,  
 c) zmiany ustawienia offsetu (OFFSET) po tym jak zosta
 przyci� ni� ty przycisk „CONDITIONS” . 
 
F4 - naci� nij przycisk F4 w celu:  
 a) wybrania funkcji podczas trybu Menu,  
 b) wybrania parametrów ciecia 4 (Cutter Conditions 4) - gdy wy� wietla si�  komunikat READY,  
 zmiany ustawienia przyspieszenie (QUALITY) po tym jak zosta
 przyci� ni� ty przycisk „CONDITIONS” . 
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Przyciski pozycji 

 
Te przyciski funkcjonuj�  w zale� no� ci od statusu operacyjnego 
plotera. S�  u� ywane do zmiany ustawie�  na wy� wietlanym menu 
podczas trybu MENU. W pozosta
ych przypadkach s
u� �  do 
przesuwania karetki. Gdy przycisk zostanie naci� ni� ty, karetka 
przesuwa si�  powoli. Gdy przycisk b� dzie d
u� ej przytrzymywany, 
karetka zaczyna si�  porusza�  szybciej. 
 

 
Przyciski w MENU 
 

PAUSE Naci� nij ten przycisk, aby przej� �  w tryb Menu (zapala si�  zielona lampka). Naci� nij 
ponownie, aby zamkn� �  tryb Menu i zgasi�  zielona lampk� . Naci� nij ten przycisk, je� eli 
masz potrzeb�  zmienienia ustawie� . Je� eli ploter otrzyma dane po tym jak ten przycisk 
zostanie wci� ni� ty, dane b� d�  tymczasowo przechowywane w buforze pami� ci.  
 

ENTER Naci� nij ten przycisk, aby potwierdzi�  wybrane opcje. W trybie PAUSE, mo� esz 
zresetowa�  ploter poprzez naci� niecie przycisku ENTER i ORIGIN. 
 

ORIGIN 
U� ywany jest do zmiany punktu pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych systemu. Kiedy 
w
� czona jest opcja automatycznego odczytu znaczników, naci� nij ten przycisk aby 
rozpocz� �  automatyczne wyszukiwanie znaczników. 
 

COPY 
U� ywany do powtórzenia operacji ci� cia, zgodnie z danymi zapisanymi w pami� ci 
plotera. 
 

CONDITIONS Naci� nij, aby zmieni�  jakiekolwiek parametry ciecia pojawiaj� ce si�  na wy� wietlaczu 
plotera. 

TEST Naci� nij ten przycisk, aby wyci� �  grafik�  testow�  i sprawdzi�  czy ustawienia 
parametrów ci� cia s�  adekwatne do za
adowanego materia
u. 
 

NEXT PAGE 
Naci� nij ten przycisk w trybie Menu, aby przej� �  na nast� pna stron�  w menu. 
 

 
CANCEL/VIEW 

Podczas operacji ci� cia, naci� nij ten przycisk, aby natychmiast przerwa�  ci� cie. Gdy 
wy� wietla si�  komunikat READY na wy� wietlaczu, naci� nij przycisk, aby przesun� �  nó�  
poza obszar dzia
ania. Aby nó�  (lub pisak) powróci
 do swojej poprzedniej pozycji, 
ponownie naci� nij ten przycisk. 
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3.2 Struktura drzewa Menu. 
 
W trybie MENU 
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3.3 Pod
� czanie plotera do komputera 
 
Ploter mo� e by�  pod
� czony do komputera przy u� yciu portu równoleg
ego (kompatybilny z Centronics), lub 
portu szeregowego, (RS-232C). Wybór portu zale� y od wymaga�  oprogramowania, lub te�  od dost� pno� ci 
portów w komputerze. 
 
Nale� y u� ywa�  kabla równoleg
ego zgodnego z Centronics, albo kabla szeregowego, w zale� no� ci od wyboru 
po
� czenia. Kable s�  dost� pne oddzielnie – nie s�  do
� czone do plotera. Nale� y u� ywa�  kabli 
zaaprobowanych przez Graphtec, które b� d�  kompatybilne z portami. 
 
 
Procedura 
1. Upewnij si�  ze ploter jest wy
� czony (przycisk zasilania powinien by�  zapadni� ty w pozycji O). Upewnij si�  

równie� , � e komputer jest wy
� czony. 
2. Pod
� cz jeden koniec kabla do portu plotera, a drugi do portu komputera. Ko� cówki kabla s�  

zaprojektowane tak, i�  nale� y je wk
ada�  w sposób jednoznaczny. Prosz�  upewni�  si� , � e kable zosta
y 
w
a� ciwie w
o� one do portów (zgodnie z konstrukcj�  gniazd i wtyków), zarówno w ploterze jak i 
komputerze. 

 
Pod
� czenie portem szeregowym (RS-232C) 

 
 
 

Pod
� czenie portem równoleg
ym (zgodnym z Centronics) 
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3.4 W
� czanie plotera i inicjalizacja 
 
1. Upewnij si�  ze ploter jest wy
� czony (przycisk zasilania powinien by�  zapadni� ty w pozycji O). 
2. Pod
� cz jeden koniec kabla zasilaj� cego do plotera, a drugi do gniazdka. 
 

 
 

·  UWAGA 
Upewnij si� , � e ploter jest uziemiony! 
 

3. Po upewnieniu si� , ze oba ko� ce kabla zasilaj� cego s�  prawid
owo pod
� czone, w
� cz ploter (przycisk   
zasilania z pozycji O na pozycj�  I). 

   Zielona lampka na panelu sterowania zapala si�  i dokonywane jest sprawdzenie pami� ci. 
4. Rami�  oraz karetka poruszaj�  si�  tak jak wskazuje rysunek poni� ej. 
5. Gdy karetka zatrzymuje si�  w punkcie startowym, ploter jest przygotowany do pracy. Mo� na teraz 

umie� ci�  w ploterze materia
 do ci� cia lub kre� lenia. 
 

Pami� taj! 
Po tym jak karetka wraca do punktu startowego (punkt 3), porusza si�  pod katem 45 stopni od punktu 
startowego dwukrotnie, pomi� dzy punktami 4 a 7. Ma to na celu sprawdzenie oporów mechanizmu plotera. 
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3.5 Zabezpieczenie folii. 
 
Sprawd� :  
- je� eli podczas za
adunku folii pomi� dzy panel pracy a foli�  dostanie si�  powietrze, odprowad�  powietrze 
przed rozpocz� ciem ciecia. 
- je� eli wykorzystywany materia
 nie mo� e by�  prawid
owo zabezpieczony przy wykorzystaniu standardowych 
opcji, wzmocnij trzymanie u� ywaj� c ta� my mocuj� cej. 
 
 
Procedura 
 
1. Aby u
atwi�  sobie zabezpieczenie materia
u, odsu�  karetk�  przez przyci� niecie przycisku CANCEL/VIEW 

 
 
2. Zabezpiecz materia
 na panelu poprzez u� ycie ta� my albo jej zamiennika na kraw� dziach materia
u. 

3. Przesu�  karetk�  do pozycji wyj� ciowej, ponownie naciskaj� c przycisk Cancel/View. 
 

·  UWAGA 
Je� eli róg za
adowanego medium poluzuje si� , zabezpiecz go ta� ma. Ostrze tn� ce lub pisak ulegn�  
uszkodzeniu, je� eli ich ko� cówka zaczepi si�  o poluzowan�  cz� � �  medium. 
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4. OKRE� LANIE USTAWIE
  PARAMETRÓW CI� CIA 
 
Ten rozdzia
 instruuje, w jaki sposób osi� gn� �  optymalne parametry do ci� cia. Precyzowany jest sposób 
doboru ostrza, oraz parametry takie jak nacisk, pr� dko� �  ci� cia, offset i przyspieszenie. 
 
Parametry ci� cia sk
adaj�  si�  z pi� ciu elementów. 
 
(1) Dobór ostrza: poni� sza tabela pomaga wybra�  odpowiedni typ no� a w zale� no� ci od grubo� ci i rodzaju 

ci� tego materia
u. W celu uzyskania dodatkowych wskazówek prosz�  przeczyta�  rozdzia
 2.4. 
 
(2) Si
a ci� cia: okre� l ustawienia nacisku na podstawie warto� ci przedstawionych w poni� szej tabeli. 
 
(3) Pr� dko� �  ci� cia: okre� l ustawienia pr� dko� ci na podstawie warto� ci pr� dko� ci przedstawionych w 

poni� szej tabeli. 
  
(4) Offset no� a: okre� l ustawienia offsetu na podstawie warto� ci offsetu przedstawionych w poni� szej tabeli. 
  
(5) Przyspieszenie: okre� l ustawienia przyspieszenia na podstawie warto� ci jako� ci przedstawionych w 

poni� szej tabeli. 
 
 

4.1 Ustawienia no� a 
 
Optymalne warunki ci� cia w/g rodzaju materia
u. 
 
Medium Grubo� �  

(mm) 
Ostrze Nacisk 

(FORCE) 
Pr� dko� �  
(SPEED) 

Przyspieszenie 
(QUALITY) 

Folia do u� ytku 
zewn� trznego 

0,05 do 
0,08 

CB09UA 10 do 14 30 lub mniej 2 do 3 
 

Folia do u� ytku 
dekoracyjnego 

0,08 do 
0,1 

CB09UA 14 do 17 30 lub mniej 2 do 3 

Folia prze� roczysta, 
lub pó
prze� roczysta 

0,08 do 
0,1  

CB09UA 14 do 20 30 lub mniej 2 do 3 

Folia odblaskowa  0,08 do 
0,1 

CB09UA 14 do 20 30 lub mniej 2 do 3  

Folia fluorescencyjna 0,20 do 
0,25 

CB09UA, CB15U 20 do 24 10 do 20 2 do 3 

Folia do piaskowania 0,5 do 1,5 CB15U-K30 17 do 36 10 do 20 1 do 3 
Gruby papier 0,3 do 0,5 CB15U 28 do 40 10 do 20 1 do 2 
Spr� � ony styropian 0,8 CB15U-K30 37 do 42 10 do 20 1 do 2 
Folia silnie odblaskowa 0,25 do 

0,3 
CB15UA 23 do 24 5 do 25 1 

 
 
Nr katalogowe ostrzy, typy ostrzy oraz warto� ci offsetu 
 

Oznaczenie na wy� wietlaczu Materia
 Ostrze  
(nr katalogowy) Typ ostrza Domy� lne 

Odchylenie Pocz� tkowy 
OFFSET 

CB09UA  09U 0 � 5 17 
CB15U 15U 0 � 5 28 

Ostrza stalowe 

CB15U-K30 15U-K30 0 � 5 28 
Ostrza ceramiczne CB15-10C 15-10C 0 � 5 18 
Ostrza szafirowe CB15-05S 15-05S 0 � 5 9 
Inne  OTHER 1 1 do 45 1 
Pisaki  PEN — — 0 
Narz� dzie do 
bigowania 

 CREASER — — 0 

 
 
Gdy ostrze zosta
o wybrane, warto� �  offsetu mo� e by�  ustawiana w przedziale +/-5. 
Prosz�  wybra�  OTHER, je� eli materia
 jest trudny do ci� cia i ustawienia offsetu nie s�  uwzgl� dnione w tabeli. 
Prosz�  wybra�  PEN w celu u� ycia pisaka. 
Prosz�  wybra�  CREASER w celu u� ycia narz� dzia do bigowania. 
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Warto� ci odniesienia przy kre� leniu 
 
Rodzaj pisaka Nacisk (FORCE) Pr� dko� �  (SPEED) Przyspieszenie 

(QUALITY) 
Pisak wodny 20 do 43 40 2 do 3 
Pisak olejowy 18 do 23 40 2 do 3 
 
W celu unikni� cia zbytniego zu� ycia ko� cówki pisaka, prosz�  okre� li�  warto� �  si
y na mo� liwie najni� szym 
poziomie. W trakcie ustawiania pr� dko� ci prosz�  zwróci�  uwag�  czy rezultat jest zadowalaj� cy. 
 
Sprawd� :  
- Zwi� kszanie warto� ci pr� dko� ci i jako� ci (przyspieszenia) spowoduje bardziej szorstkie wyko� czenie, jednak 
skraca czas ci� cia. 
- Zmniejszenie warto� ci pr� dko� ci i jako� ci spowoduje bardziej dok
adne wyko� czenie, jednak wyd
u� a czas 
ci� cia. 
 

4.2 Wybieranie i ustawianie parametrów ci� cia 
 
U� ytkownik mo� e zdefiniowa�  cztery ró� ne ustawienia parametrów ci� cia, wprowadzaj� c je do pami� ci plotera 
pod numerami od 1 do 4. W celu okre� lenia parametrów ci� cia, nale� y najpierw wybra�  docelowy numer 
COND. Poprzez wybieranie ró� nych COND, mo� na w 
atwy sposób zmienia�  wcze� niej zdefiniowane 
parametry. 
 
Procedura 
 
(1) Nacisn� �  klawisz funkcyjny (F1, F2, F3, albo F4) w celu wybrania wcze� niej zdefiniowanych ustawie� . 
 
(2) Wybrane ustawienia parametrów ci� cia s�  
adowane do plotera i staj�  si�  domy� lnymi ustawieniami 
plotera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

4.3 Okre� lanie parametrów ci� cia. 
 
Ten dzia
 opisuje jak okre� li�  typ ostrza i jego nacisk, pr� dko� �  ci� cia, offset i przyspieszenie. 

·  Typ ostrza i offset .........................................................................................................35 
·  Narz� dzie do bigowania ................................................................................................36 
·  Si
a nacisku ci� cia i kre� lenia (bigowania)..................................................................38 
·  Pr� dko� �  ci� cia..............................................................................................................39 
·  Przyspieszenie...............................................................................................................40 
·  Parametry ci� cia w trybie THICK..................................................................................41 
 
 
Sprawd� :  
Przed okre� leniem parametrów ci	 cia wykonaj procedur	  ustawiania opisan�  w rozdziale 5.6 
„Okre� lanie parametrów pisaka” . 
 
 
4.3.1 Wy� wietlacz po naci� ni� ciu klawisza CONDITIONS 
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4.3.2 Ustawianie typu ostrza i offsetu. 
 
Aby ustawi�  typ ostrza, wybierz � � dany nó�  tn� cy (lub pisak lub narz� dzie do bigowania). Je� eli wybrano 
PEN, mo� na u� y�  pisaka kre� l� cego. Je� eli wybrano CREASER, mo� na u� y�  narz� dzia do bigowania. 
Wybierz docelow�  nazw�  � � danego no� a tn� cego lub OTHER. 
 
Parametr OFFSET umo� liwia okre� lenie prawid
owej warto� ci offsetu, który jest wymagany z uwagi na rodzaj 
ostrza b� d� cego w u� yciu. W przypadku u� ycia pisaka offset nie jest ustawiany. 
 
Poniewa�  ko� cówka ostrza znajduj� ca si�  w oprawce nie jest usytuowana po� rodku oprawki, przesuni� cie 
ko� cówki od � rodka musi by�  skorygowane poprzez ustawienie offsetu. W tym ploterze optymalna warto� �  
offsetu dla ka� dego rodzaju ostrza zosta
a zapisana fabrycznie i jest automatycznie wybierana, kiedy rodzaj 
ostrza jest okre� lony. Dodatkowo, dok
adne ustawienie warto� ci offsetu dla ka� dego ostrza jest mo� liwe w 
przedziale � 5. 
 
Procedura konfiguracji 
 
(1) Naci� nij klawisz funkcyjny od F1 do F4 w celu wybrania numeru zestawu parametrów (COND), które 

chcesz modyfikowa� . 
 

(2) Naci� nij klawisz  CONDITIONS, aby wy� wietli�  parametry ci� cia. 
 

 
 

(3) Naci� nij klawisz F3 (OFFSET), aby przesun� �  kursor   do prawej górnej pozycji, jak pokazano to na 

nast� pnym rysunku. Rodzaje ostrza mog�  by�  zmieniane za pomoc�  kursorów  i  
 

 
 
(4) Je� eli ustawiony typ pisaka jest ostrzem tn� cym, nale� y przy u� yciu klawiszy  i  wyregulowa�  

warto� �  offsetu w przedziale � 5. 
 

(5) Gdy wy� wietlone ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij klawisz  ENTER. Aby anulowa�  wprowadzone 

zmiany, naci� nij klawisz  NEXT PAGE, przed naci� ni� ciem  ENTER. 
 

 Je� eli jako typ ostrza wybrano CREASER, naci� nij klawisz  ENTER. Pojawi si�  menu ustawie�  CREASER. 
Odnie�  si�  do „Ustawianie narz� dzia do bigowania” w nast� pnym rozdziale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

4.3.3 Ustawianie narz� dzia do bigowania. 
 
W ustawieniach CREASER mo� na ustawi�  tryb bigowania, odst� py w trybie bigowania, oraz punkt 
pocz� tkowy bigowania. 
 
Procedura konfiguracji 
 
(1)  Po wybraniu CREASER i naci� ni� ciu  ENTER, jak pokazano w powy� szym „Ustawianie typu ostrza i 

offsetu”, pojawi si�  poni� sze menu.  
 
 
 
 
 
 

Ustawianie trybu bigowania 

Naci� nij klawisz F1 w celu przesuni� cia kursora do poni� szej pozycji na wy� wietlaczu. 
 
 
 
 
 
 
Ustaw tryb bigowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warto� ci wy� wietlone s�  warto� ciami obecnie wybranymi. Naci� nij klawisze pozycji /\ lub \/ w celu zmiany 
trybu bigowania. 
 
 
Sprawd� :  
U� ycie trybu 2 lub 3 pozwala na 
atwiejsze gi	 cie grubych materia
ów. 
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Ustawianie odst� pów 

Naci� nij klawisz F2 w celu przesuni� cia kursora do ukazanej ni� ej pozycji. 

* Przy trybie bigowania 1 kursor nie przesunie si� . Operacja ta b� dzie mia
a efekt w trybach 2 i 3. 

 

 

 

 

Ustaw na wy� wietlaczu odst� py dla bigowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warto� ci wy� wietlone s�  warto� ciami obecnie wybranymi. Naci� nij klawisze pozycji < lub > w celu 
przesuni� cia kursora, nast� pnie naci� nij klawisze /\ lub \/ w celu zmiany warto� ci. Warto� �  mo� e zosta�  
ustawiona w zakresie od 0 do 9.99mm (0 do 0,999” ). 

Ustawianie licznika 

Naci� nij klawisz F3 w celu przesuni� cia kursora do ukazanej ni� ej pozycji. 
 
 
 
 
 
 
 

Ustaw na wy� wietlaczu licznik bigowania. 

Okre� la on ile razy bigowanie powinno zosta�  zawrócone i powtórzone dla ka� dego segmentu liniowego. 
Warto� ci wy� wietlone s�  warto� ciami obecnie wybranymi. Naci� nij klawisze /\ lub \/ w celu zmiany licznika. 
Licznik mo� e zosta�  ustawiony w zakresie od 0 do 9 (razy). 

 

·  UWAGA 
Licznik bigowania reprezentuje liczb�  zawróce�  i powtórze�  bigowania. Je� eli licznik zostanie ustawiony na 0, 
bigowanie nie zostanie zawrócone i powtórzone, tylko wykonane ca
kowicie przez bigowanie w jednym 
kierunku. 
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Ustawianie punktu pocz� tkowego  

Naci� nij klawisz F3 w celu przesuni� cia kursora do ukazanej ni� ej pozycji. 
 
 
 
 
 
 
Ustaw na wy� wietlaczu punkt, od którego zacznie si�  bigowanie. 

Ustawiona warto� �  stanowi odleg
o� � , o jak�  pocz� tek bigowanej linii zostanie przesuni� ty do wewn� trz. 
Warto� ci wy� wietlone s�  warto� ciami obecnie wybranymi. Naci� nij klawisze pozycji < lub > w celu 
przesuni� cia kursora, nast� pnie naci� nij klawisze /\ lub \/ w celu zmiany warto� ci. Warto� �  mo� e zosta�  
ustawiona w zakresie od 0 do 9.99mm (0 do 0,999” ). 

(2) Gdy wy� wietlone ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij klawisz  ENTER. Aby anulowa�  wprowadzone 

zmiany, naci� nij klawisz  NEXT PAGE, przed naci� ni� ciem  ENTER. Aby ustawi�  typ ostrza, wybierz 
� � dany nó�  tn� cy (lub pisak lub narz� dzie do bigowania). 

 

·  UWAGA 
Przy krótkich segmentach liniowych, ustawienie du� ej warto� ci dla punktu pocz� tkowego mo� e uniemo� liwi�  
ploterowi operacj� . 

4.3.4 Ustawienie si
y nacisku ci� cia oraz pisaka (bigowania) 
 
Parametr FORCE jest u� ywany w celu okre� lenia si
y nacisku ostrza podczas ci� cia, pisaka podczas kre� lenia 
lub narz� dzia do bigowania podczas bigowania. Wybierz ustawienia si
y na podstawie odwo
a�  do 
optymalnych ustawie�  dla typu u� ywanego narz� dzia oraz obrabianego materia
u. 
 
Sprawd� : 
Przy ci� ciu tektury lub tektury falistej, wymagany nacisk ci� cia zale� y od kierunku mory materia
u. 
 
Procedura konfiguracji 
 
(1) Naci� nij klawisz funkcyjny od F1 do F4 i wybierz COND. 
 

(2) Naci� nij klawisz  CONDITIONS, aby wy� wietli�  parametry ci� cia. 
 

 
 
   * Je� eli wybranym typem narz� dzia jest pisak, X/Y nie jest wy� wietlone 
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(3) Naci� nij klawisz F1 (FORCE), aby przesun� �  kursor  do lewej górnej pozycji.  
 

 
 

(4) W tym punkcie, naci� nij klawisz < lub >, aby prze
� cza�  kierunki X i Y. Dodatkowo, przy wy� wietlonym 
� � danym kierunku, naci� nij klawisz /\ lub \/ w celu zmiany si
y nacisku ci� cia lub bigowania. 

 Si
a nacisku ci� cia oraz bigowania mo� e zosta�  ustawiona w zakresie od 1 do 48 zarówno dla kierunku 
X i Y. 

(5) Gdy wy� wietlone ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij klawisz  ENTER. Aby anulowa�  wprowadzone 

zmiany, wci� nij przycisk NEXT PAGE, przed naci� ni� ciem ENTER. 

4.3.5 Ustawienie pr� dko� ci 
 
Parametr SPEED okre� la pr� dko� � , z jak�  porusza si�  opuszczony nó�  lub pisak w czasie ci� cia b� d�  
kre� lenia lub pr� dko� �  bigowania. 
Wybierz ustawienia SPEED na podstawie odwo
a�  do optymalnych ustawie�  pr� dko� ci dla rodzaju pisaka 
oraz obrabianego materia
u. 
 
Procedura konfiguracji 
 
(1) Naci� nij klawisz funkcyjny od F1 do F4 i wybierz COND. 
 

(2) Naci� nij klawisz CONDITIONS, aby wy� wietli�  parametry ci� cia. 
 

 
 
(3) Naci� nij klawisz F2 (SPEED), aby przesun� �  kursor  do lewej dolnej pozycji.  
  

 
 

(4) Przy u� yciu przycisków  i  mo� na zmieni�  pr� dko� �  ci� cia. Dozwolone warto� ci:1 do 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 i 65. 
 

(5) Gdy wy� wietlone ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij klawisz  ENTER. Aby anulowa�  wprowadzone 

zmiany naci� nij przycisk  NEXT PAGE, przed naci� ni� ciem  ENTER. 
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4.3.6 Ustawianie przyspieszenia 
 
Parametr QUALITY okre� la przyspieszenie podczas ci� cia albo kre� lenia lub przyspieszenie podczas 
bigowania. Wybierz ustawienia QUALITY odwo
uj� c si�  do optymalnych ustawie�  przyspieszenia dla 
u� ywanego narz� dzia oraz obrabianego materia
u. 
 
Procedura konfiguracji 
 
(1) Naci� nij klawisz funkcyjny od F1 do F4 i wybierz COND. 
 

(2) Naci� nij klawisz  CONDITIONS, aby wy� wietli�  parametry ci� cia. 
 

 
 
(3) Naci� nij klawisz F4 (QUALITY), aby przesun� �  kursor  do prawej dolnej pozycji. 
 

 
 

(4) Przy u� yciu klawiszy  i  mo� na zmieni�  ustawienia przyspieszenia w zakresie od 1 do 6. Mniejsza 
warto� �  oznacza mniejsze przy� pieszenie i w konsekwencji wy� sz�  jako� � . 

 

(5) Gdy wy� wietlone ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij klawisz  ENTER. Aby anulowa�    

wprowadzone zmiany naci� nij przycisk  NEXT PAGE, przed naci� ni� ciem  ENTER. 
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4.3.7 Ustawienie ci� cia w trybie THICK (nadcinanie) 
 
Wybierz tryb nadcinania (THICK MODE), gdy ci� ty materia
 b� dzie gruby lub cienki, lecz twardy. 
 
Sprawd� :  
Wi� cej informacji o parametrze trybu THICK znajduje si�  w rozdziale 6.4, „Ustawianie ci� cia w trybie THICK 
MODE” 
 
Procedura konfiguracji 
 
(1) Po uruchomieniu trybu nadcinania dla wybranego zestawu parametrów ci� cia (COND nr), wy� wietlacz 

wygl� da nast� puj� co: 

 
 

(2) Naci� nij klawisz CONDITIONS, aby wy� wietli�  parametry ci� cia. 
 

 
 

(3) Naci� nij klawisz  ENTER, wy� wietlacz b� dzie wygl� da
 nast� puj� co: 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4) Naci� nij F1 lub F3, aby przesun� �  gwiazdk�  do Mode1 lub Mode2. 
 
Mode1: Nadcinanie jest dokonywane na pocz� tku i na ko� cu ci� cia, jak równie�  na rogach o ostrych k� tach w 

celu unikni� cia niedocinania materia
u; ponadto, poniewa�  ostrze porusza si�  przez powierzchni�  
materia
u ruchem ci� g
ym, kiedy musi obróci�  si�  o du� y k� t. Tryb ten pozwala na ci� cie grubszych 
materia
ów i wykonanie dok
adniejszego ci� cia ni�  Mode2.  

 
Mode2: Nadcinanie dokonywane jest na pocz� tku i na ko� cu ci� cia. Poniewa�  w trybie MODE 2 ruch ostrza 

jest mniej skomplikowany ni�  w trybie MODE 1, ca
kowity czas ci� cia jest krótszy. 
 
Naci� nij F2 lub F4, aby przesun� �  kursor  kolejno obok STR lub END. D
ugo� �  nadcinania ustawia si�  za 
pomoc�  przycisków  i . 
 

(5) Gdy wy� wietlone ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij klawisz  ENTER. Aby anulowa�  wprowadzone 

zmiany naci� nij przycisk  NEXT PAGE, przed naci� ni� ciem  ENTER. 
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4.4 Uruchomienie testu ci� cia  
 
Po okre� leniu rodzaju ostrza, si
y i pr� dko� ci, przeprowad�  próbne ci� cie w celu sprawdzenia prawid
owo� ci 
wprowadzonych ustawie� . Sprawd�  g
� boko� �  ci� cia materia
u oraz zaokr� glenia na rogach. Je� eli rezultat 
jest niezadowalaj� cy, jeszcze raz przeprowad�  procedur�  wprowadzania parametrów, a nast� pnie znów 
wykonaj próbne ci� cie. Powtórz te dwa kroki do momentu osi� gni� cia zadowalaj� cych rezultatów. 
 
Procedura  
(1) Za
aduj medium, które b� dzie ci� te. 
 
(2) Przy u� yciu klawiszy funkcyjnych, od F1 do F4, wybierz numer zestawu parametrów (COND.). 
 

(3) Naci� nij klawisz  TEST, aby wy� wietli�  menu TEST. 
 

 
  
 

(4) U� ywaj� c klawiszy kierunkowych (POSITION), przesu�  karetk�  nad miejsce gdzie chcesz 
rozpocz� �  test ci� cia.  

 

·  UWAGA 
Ostrze zacznie si�  porusza�  od razu po wybraniu funkcji TEST. Nale� y zachowa�  ostro� no� �  i nie zbli� a�  si�  
do ruchomych cz� � ci plotera. 
 
 
(5) Naci� nij przycisk F1 (TEST 1) w celu wyci� cia jednej testowej grafiki, która sk
ada si�  z trójk� ta wewn� trz 

kwadratu, w obecnej pozycji no� a.  
 
Naci� nij przycisk F3 (TEST 2) w celu wyci� cia trzech testowych grafik, ka� dej sk
adaj� cej si�  z trójk� ta 
wewn� trz kwadratu. Pierwsza grafika jest wycinana przy obecnym ustawieniu si
y minus 1, druga przy 
obecnym ustawieniu si
y, a trzecia przy obecnym ustawieniu si
y plus 1. 
 
Naci� nij przycisk F2 (CUTTING PRO), aby wy� wietli�  menu CUTTING PRO, przedstawione poni� ej. 

 

 
 

Kiedy menu jest wy� wietlone, naci� nij F2 (YES), aby wyci� �  napis „Cutting Pro” w obecnej pozycji no� a.  
Aby powróci�  do punktu (3) bez przeprowadzenia tego testu, naci� nij F4(NO). 
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(6) Sprawd�  rezultat ci� cia (ci� � ). Odczep cztery zewn� trzne rogi z wyci� tego materia
u, gdy wykona
e�  TEST 
1 lub 2 i przyjrzyj si�  rogom wewn� trznego trójk� ta. Je� eli rogi s�  zaokr� glone, ustawienia offsetu s�  za 
niskie i odwrotnie, je� eli rogi s�  za ostre, offset jest za wysoki. 

 

 
 
(7) Nast� pnie odczep wyci� ty trójk� t. W idealnym przypadku, na podk
adzie medium powinny pozosta�  tylko 

delikatne � lady ostrza. Je� eli podk
ad zosta
 przeci� ty, ustawienia si
y s�  zbyt wysokie lub ko� cówka ostrza 
jest wysuni� ta za daleko. Je� eli podk
ad jest praktycznie nienaruszony, oznacza to, � e ustawienia si
y s�  
za niskie lub ko� cówka ostrza jest za ma
o wysuni� ta. 

 

(8) Naci� nij klawisz  CONDITIONS, aby wy� wietli�  parametry ci� cia i wyreguluj ustawienia si
y i offsetu. 
 
(9) Powtórz kroki od (3) do (8) do momentu osi� gni� cia zadowalaj� cych rezultatów. 
 

(10) Po osi� gni� ciu zadowalaj� cych rezultatów, naci� nij przycisk  ENTER lub  NEXT PAGE, aby 
powróci�  do trybu READY plotera. 
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4.4.1 Kiedy typem ostrza jest CREASER 
 
Procedura 

(1) Za
aduj medium, na którym zostanie wykonane bigowanie. 
(2) Przy u� yciu klawiszy funkcyjnych, od F1 do F4, wybierz numer zestawu parametrów (COND.). 
(3) Naci� nij klawisz  TEST, aby wy� wietli�  menu TEST. 
 
 
 
 
 
(4) U� ywaj� c klawiszy kierunkowych              (POSITION), przesu�  karetk�  nad miejsce gdzie chcesz 

rozpocz� �  test ci� cia. 
 

·  UWAGA 
Ostrze zacznie si�  porusza�  od razu po wybraniu funkcji TEST. Nale� y zachowa�  ostro� no� �  i nie zbli� a�  si�  
do ruchomych cz� � ci plotera. 
 
(5) Naci� nij przycisk F1 (TEST 1) w celu zgi� cia jednej linii testowego wzoru bigowania w obecnej pozycji.  

 
Naci� nij przycisk F3 (TEST 2) w celu zgi� cia trzech linii testowego wzoru bigowania w obecnej pozycji.  
Trzy testowe wzory bigowania ci� te s�  przy u� yciu ró� nych si
 nacisku. Pierwsza linia jest wycinana przy 
obecnym ustawieniu si
y minus 1, druga przy obecnym ustawieniu si
y, a trzecia przy obecnym ustawieniu 
si
y plus 1. 

 
(6) Sprawd�  rezultat ci� cia. W tym celu sprawd�  stan wzorów testowych bigowania trybu test 1 lub test 2. 
 Sprawd�  bigowanie wzoru. Je� eli wzór jest p
ytko bigowany, si
a bigowania jest niewystarczaj� ca. 

Odwrotnie, je� eli wzór jest g
� boko bigowany, si
a bigowania jest nadmierna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Naci� nij klawisz  CONDITIONS w celu dostosowania si
y nacisku ci� cia (si
y nacisku bigowania) w 
menu ustawie�  parametrów. 

(8) Powtórz kroki od (3) do (7) do momentu osi� gni� cia zadowalaj� cych rezultatów. 

(9) Po osi� gni� ciu zadowalaj� cych rezultatów bigowania, naci� nij przycisk  ENTER lub  NEXT PAGE, 
aby powróci�  do trybu READY plotera 
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5. FUNKCJE PODSTAWOWE 
 
Rozdzia
 ten wyja� nia, jak u� ywa�  podstawowych funkcji plotera.  
 

5.1 Ustawienie pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych 
 
Pocz� tek uk
adu wspó
rz� dnych ci� cia lub kre� lenia mo� e by�  ustawiony w dowolnym miejscu znajduj� cym 
si�  w zasi� gu dzia
ania plotera. 
 
Sprawd� :  
Przed zmian�  pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych, nale� y wy
� czy�  ustawienie MARK. (Aby uzyska�  wi� cej 
informacji zobacz rozdzia
 6.7 „Ustawianie parametru MARK MODE do odczytu znaczników.”) 
 

 
 
Procedura 
(1) Gdy ploter jest w stanie gotowo� ci (READY), u� ycie klawiszy przesunie karetk�  do nowego 

pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych. 
 
(2) Wci� nij klawisz (ORIGIN). Ploter potwierdzi zmian�  sygna
em i ustawiony zostanie nowy pocz� tek uk
adu 

wspó
rz� dnych w obecnej pozycji karetki. 
 

Nowa pocz� tkowa pozycja ci� cia b� dzie przyj� ta, gdy wykonany zostanie obrót osi wspó
rz� dnych za 
pomoc�  parametru ROTATE, lub w
� czona zostanie funkcja odbicia lustrzanego (MIRROR MODE), lub 
zaznaczony/odznaczony zostanie obszar plotowania. 
 
Obrót osi wspó
rz� dnych lub u� ycie funkcji odbicia lustrzanego z now�  pocz� tkow�  pozycj�  ci� cia, nale� y 
poprzedzi�  ustawieniem parametrów obu funkcji. 

 
Sprawd� :  
Po ustawieniu nowego pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych, wy� wietlane warto� ci X= oraz Y= oznaczaj�  
odpowiednie odleg
o� ci od nowego pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
 
 

5.2 Funkcja COPY 
 
Gdy ploter przechowuje w swej pami� ci dane u� ywane w operacji ci� cia, funkcja COPY umo� liwia ci� g
e 
wytwarzanie duplikatów. 

 
·  UWAGA 
Je� li trwa kopiowanie, wys
anie nowych danych do plotera spowoduje usuni� cie z pami� ci tych aktualnie 
u� ywanych. 
 
Po zako� czeniu ci� cia nale� y odczeka�  10 sekund przed wys
aniem kolejnego zestawu danych. Pozwoli to na 
wyczyszczenie pami� ci plotera. Dane przyj� te po tych 10 sekundach, stan�  si�  nowymi parametrami ci� cia i 
b� d�  mog
y by�  u� yte do kopiowania. 
 
Dane powy� ej 2 Mb przekraczaj�  pojemno� �  pami� ci wewn� trznej plotera. Nie mog�  wi� c by�  u� yte w 
operacji kopiowania. Mo� na jednak zmieni�  wielko� �  bufora pami� ci – zmieniaj� c status parametru SORTING. 
 
W trakcie kopiowania nale� y zwróci�  uwag� , czy nie s�  ci� te odkryte fragmenty panelu ci� cia. 
 
Je� li otrzymane dane okre� laj�  wyci� cie wzoru z dala od pocz� tkowej pozycji ci� cia, kopie b� d�  wycinane w 
tej samej odleg
o� ci. W celu zaoszcz� dzenia miejsca, nale� y tak sformu
owa�  dane, aby ci� cie by
o jak 
najbli� ej pocz� tkowej pozycji ci� cia. 
 
Ploter odczytuje znaczniki i robi pojedyncz�  kopi� , chyba, � e funkcja znaczników (MARK MODE) jest 
wy
� czona. 

 
Procedura 
 
(1) Wykona�  operacj�  ci� cia, u� ywaj� c danych, które maj�  by�  kopiowane – pozwoli to zapisa�  dane w 

pami� ci plotera. 
 
(2) Przy u� yciu klawiszy, przesun� �  karetk�  do po
o� enia, w którym ma by�  wykonana kopia. 
 

(3) Klawiszem COPY otworzy�  poni� sze menu. 
 

 
 
(4) Przy u� yciu klawiszy  i , okre� li�  liczb�  kopii COUNT. Parametr ten nie mo� e by�  wi� kszy ni�  

maksymalna liczba kopii, które mog�  by�  wyci� te z za
adowanego arkusza medium. 
 

(5) Potwierdzenie klawiszem ENTER, uruchomi kopiowanie. Wci� ni� cie klawisza COPY, otworzy 
poni� sze menu i pozwoli dobra�  odst� p mi� dzy kopiami (COPY SPACE). 

 
 
 
 
 
 

 
 
(6) Przy u� yciu klawiszy  i , ustawi�  odst� p (COPY SPACE) w zakresie od 1 do 10mm (0.04 do 0.4” ). 

Ustawienie to b� dzie zapisane w pami� ci RAM, czyli zapami� tane nawet, gdy ploter b� dzie wy
� czony. 
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(7) Gdy ustalone zostan�  parametry, nale� y je potwierdzi�  klawiszem ENTER. Pojawi si�  komunikat 
„COPY” a nast� pnie ploter wykona ustalon�  wcze� niej ilo� �  kopii. 
Dane b� d�  w pami� ci nawet w momencie wymiany medium. Oznacza to, � e mo� na przeprowadza�  
kopiowanie zawsze, gdy dane te s�  w pami� ci wewn� trznej plotera. Powtarzanie kopiowania uruchamia si�  

wciskaj� c klawisz COPY. 
 
(8) W przypadku, gdy obszar ci� cia plotera jest mniejszy ni�  obszar potrzebny do przeprowadzenia 

kopiowania, ploter zasygnalizuje, � e nie mo� e przeprowadzi�  operacji, wy� wietlaj� c komunikat CANNOT 
COPY! 

 
 

Nale� y wtedy, przy u� yciu klawiszy    , zmieni�  pocz� tkowy punkt wycinania kopii i spróbowa�  
ponownie, lub zmieni�  arkusz na wi� kszy, odpowiadaj� cy wymaganiom. 
 
Z regu
y kopie s�  wycinane tak, jak poni� ej: 

 

 
 

Przy w
� czonej funkcji lustrzanego odbicia (MIRROR MODE), kopie b� d�  wycinane jak na ilustracji: 
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Przy w
� czonej rotacji (ROTATE) osi wspó
rz� dnych, kopie b� d�  wycinane jak poni� ej: 
 

 
 

W ka� dym z przypadków, obszar, na którym b� d�  wycinane kopie nie b� dzie si�  pokrywa
 z tym, który 
zakreskowano na ilustracji. 

 
 
Sprawd� :  
Aktualne ustawienia funkcji lustrzanego odbicia (MIRROR MODE) oraz rotacji (ROTATE) s�  zapisane 
i u� ywane nawet po zmianie medium. 
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5.3 Okre� lenie warto� ci koryguj� cych dla odst� pu pisaków 
 
Funkcja PEN WIDTH (Odst� p pomi� dzy pisakami) pozwala na skorygowanie wszelkich niezgodno� ci 
pomi� dzy pocz� tkow�  pozycj�  ci� cia/kre� lenia ostrza tn� cego i pisaka. 
 

·  UWAGA 
W celu u� ycia funkcji nale� y okre� li�  pisak 1 (PEN No. 1) dla parametrów pisaka 1 (COND No. 1) oraz pisak 2 
(PEN No. 2) dla parametrów pisaka 2 (COND No. 2). (Aby uzyska�  wi� cej informacji, zobacz rozdzia
 5.6, 
"Okre� lanie parametrów pisaka"). Je� eli nie okre� lono wy
� czno� ci pisaków 1 i 2 dla parametrów pisaka 1 i 2, 
pojawi si�  przypominaj� ca o tym wiadomo� � . Zamontuj pisak kulkowy zarówno w oprawce pisaka 1, jak i 
oprawce pisaka 2 
 
Procedura 
 
(1) Naci� nij kolejno klawisz       PAUSE oraz          NEXT PAGE, w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz         NEXT PAGE. Pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz          (PEN WIDTH). Pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz         TEST w celu rozpocz� cia kre� lenia poni� szego wzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) W odniesieniu do linii narysowanych przez pisak 2 w oprawce 2, dostosuj odst� p linii narysowanych przez 

pisak 1 w oprawce 1. 
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(6)    Aby dostosowa�  odst� p osi X, naci� nij klawisz          (X=), a nast� pnie u� yj przycisków pozycji       i       w 

celu zmiany warto� ci liczbowej. 
Aby dostosowa�  odst� p osi Y, naci� nij klawisz        (Y=), a nast� pnie u� yj przycisków pozycji                                                    

i        w celu zmiany warto� ci liczbowej. 
Wy� wietlona warto� �  zmienia si�  w przedzia
ach jednostkowych w zakresie od -8.0 do +8.0. (w 
przedzia
ach 0.001” od -0.315 do +0.315) 

(7)    Je� eli obie warto� ci koryguj� ce s�  zadowalaj� ce, naci� nij klawisz           ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
 
Sprawd� : 
Ustawienia PEN WIDTH zostan�  przechowane w wewn� trznej pami� ci RAM plotera nawet po jego 
wy
� czeniu. 
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5.4 Podnoszenie i opuszczanie pisaka 
 
Funkcja PEN U/D u� ywana jest do podnoszenia lub opuszczania pisaka. 
 
Procedura 
 
(1) Naci� nij kolejno klawisz      PAUSE oraz        NEXT PAGE w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 

 
(2) Naci� nij klawisz         (PEN U/D), aby opu� ci�  pisak. Ponownie naci� nij klawisz w celu podniesienia  

pisaka. Pisak b� dzie podnoszony lub opuszczany przy ka� dym naci� ni� ciu klawisza        . 
 

(3) Po zako� czeniu operacji, naci� nij klawisz      PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
 

·  UWAGA 
Podczas opuszczania lub podnoszenia pisaka, trzymaj r� ce i inne cz� � ci cia
a z dala od oprawki pisaka. 
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5.5 Czyszczenie wewn� trznego bufora pami� ci plotera 
 
Funkcja czyszczenia pami� ci (BUFFER CLEAR) pozwala skasowa�  dane zapisane w wewn� trznej pami� ci 
plotera. 
 
Procedura 
 

(1) Nacisn� �  kolejno klawisze PAUSE i NEXT PAGE. Wy� wietlone zostanie poni� sze menu. 
 

 
 
(2) Nacisn� �  klawisz F2 (BUFFER CLEAR). Wy� wietlone zostanie poni� sze menu. 
 

 
 
(3) Klawiszem F2 (YES) potwierdzi�  ch� �  wyczyszczenia pami� ci, lub klawiszem F4 (NO) odwo
a� . 
 
(4) Wci� ni� cie klawisza PAUSE spowoduje, � e ploter wróci do stanu gotowo� ci. 

 
·  UWAGA 
Funkcji tej mo� na u� y�  dopiero po tym, jak ploter otrzyma wszystkie dane z komputera. 
 
Je� eli zacznie si�  czy� ci�  bufor w czasie, gdy ploter otrzymuje dane z komputera, dane otrzymane przed 
przej� ciem plotera w stan zatrzymania (PAUSE), zostan�  skasowane, natomiast ploter wykona polecenia, 
które otrzyma
 po przej� ciu w stan gotowo� ci (ci� g dalszy danych). W tym przypadku, ploter mo� e nagle 
zacz� �  dzia
a� , wi� c nale� y zachowa�  ostro� no� �  i zwraca�  uwag�  na ostrze tn� ce. 
 
Je� eli w odpowied�  na zapytanie o czyszczenie bufora (BUFFER CLEAR?) b� dzie przecz� ca, ploter b� dzie 
kontynuowa
 operacje zawieszon�  wci� ni� ciem klawisza PAUSE. 
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5.6 Okre� lanie parametrów pisaka 

Funkcja SELECT PEN pozwala na przypisanie czterech ustawie�  parametrów pisaka (COND Nos. 1 to 4) dla 
oprawki pisaka 1 i oprawki pisaka 2.  
 
Sprawd�  
Przed u� yciem komendy zmiany pisaka, takiej jak komendy „J” lub „SP”, nale� y ustawi�  „SP, J COMMAND” 
na ENABLED. (Aby uzyska�  wi� cej informacji, zobacz rozdzia
 9.2 „Ustawianie funkcji specjalnych”.) 
 
Procedura 
 
(1) Naci� nij kolejno klawisz PAUSE i NEXT PAGE w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz F4 (SELECT PEN). Pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F2 (PEN NO.). Pojawi si�  poni� sze menu. 
 

 
 
 
 
 
(4) Aby zmienia�  pisaki 1 i 2, naci� nij przyciski pozycji       lub     . . 

     Aby zmieni�  pozycj�  kursora, naci� nij przyciski pozycji      lub       . 

     Je� eli wszystkie ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij klawisz           ENTER. 

(5) Po zako� czeniu operacji, naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci 
 
Sprawd�  
·  Pisak 1 jest zawsze zamontowany w oprawce pisaka 1. 
·  Pisak 2 jest zawsze zamontowany w oprawce pisaka 2. 
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5.7 Ustawianie perforacji 

Funkcja PERFORATION pozwala na przypisanie operacji perforacji do ka� dego z ustawie�  parametrów o 
numerze od 1 do 4. 

Procedura 

(1) Naci� nij kolejno klawisz PAUSE i NEXT PAGE w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz F4 (SELECT PEN). Pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F4 (PERF). Pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(4) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest gwiazdk�  (*). (Je� eli nie ma gwiazdki, operacja perforacji nie 

jest wykonywana.) 
 

U� yj klawiszy F1 do F4 w celu wyboru numeru ustawie�  parametrów. Wybrany numer ustawie�  
parametrów zaznaczony jest gwiazdk� , wskazuj� c, � e zosta
a do niego przypisana operacja perforacji. 

 
 Naci� nij ponownie przycisk w celu usuni� cia gwiazdki. 
 
 Naci� nij klawisz ENTER przy oznaczeniu gwiazdk�  dowolnego numeru, poka� e si�  poni� szy ekran. 
 
 
 
 
 
 
 

Litera „C” oznacza d
ugo� �  ci� cia (PEN DOWN) (pisak opuszczony). Litera „U” oznacza d
ugo� �  nie ci� t�  
(PEN UP) (pisak podniesiony). 
 

(5) U� yj klawiszy pozycji < lub > w celu przesuni� cia kursora. 

 U� yj klawiszy pozycji /\ lub \/ w celu zmiany warto� ci. 

 Je� eli wszystkie ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij ENTER. 
 
(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci 
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6. FUNKCJE UZUPE	 NIAJ
 CE 
 
Rozdzia
 ten wyja� nia, jak u� ywa�  uzupe
niaj� cych funkcji plotera przy plotowaniu i ci� ciu. 
 

6.1 Wybór pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych w trybie HP-GL 
 
Gdy j� zykiem sterowania jest HP-GL, funkcja ORIGIN pozwala na ustawienie pocz� tkowej pozycji ci� cia w 
dolnym lewym rogu, lub w centrum obszaru ci� cia/plotowania. W przypadku, gdy j� zykiem sterowania jest GP-
GL, nie ma opcji zmiany po
o� enia pocz� tkowej pozycji ci� cia. 
 
Procedura 

(1) Nacisn� �  kolejno PAUSE oraz NEXT PAGE, w celu wy� wietlenia poni� szego menu: 
 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Wcisn� �  klawisz NEXT PAGE. Pojawi si�  poni� sze menu: 
 

 
 
 
 
 
 

 
(3) Klawiszem F2 (FILM) wywo
a�  poni� sze menu: 
 

 
 
 
 
 

 
 
(4) Klawiszem F2 (ORIGIN POINT) wywo
a�  poni� sze menu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
(5) Aktualne ustawienie zaznaczone jest gwiazdk�  (*).  
 Aby przesun� �  pocz� tkow�  pozycj�  ci� cia do lewego dolnego rogu, naci� nij F2 (LOWER LEFT). 
 Aby przesun� �  pocz� tkow�  pozycj�  ci� cia do � rodka, naci� nij F4 (CENTER). 

(6) Je� li ustawienia s�  zadowalaj� ce, nale� y je potwierdzi�  klawiszem ENTER. 
 
(7) Wci� ni� cie klawisza PAUSE przywróci stan gotowo� ci plotera. 
 
 
Sprawd� :  
·  Ustawienie pocz� tkowej pozycji ci� cia b� dzie zapisane w pami� ci RAM, czyli zapami� tane nawet, gdy 

ploter b� dzie wy
� czony. 
·  Nawet, gdy pocz� tkowa pozycja ci� cia jest ustawiona w centrum, wspó
rz� dne pokazane na wy� wietlaczu 

wskazuj�  wzgl� dn�  odleg
o� �  mi� dzy pocz� tkow�  pozycj�  ci� cia a dolnym lewym rogiem obszaru 
ci� cia/plotowania. 
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6.2 Okre� lanie efektywnego obszaru ci� cia/kre� lenia 
 
Funkcja AREA pozwala na okre� lenie efektywnego obszaru, w zakresie którego zostanie wykonana operacja 
ci� cia lub kre� lenia, poprzez zdefiniowanie L.L. (Dolnego Lewego) i U.R. (Górnego Prawego) rogu � � danego 
obszaru. Ci� cie lub kre� lenie nie b� dzie wykonywane poza okre� lonym obszarem. 
 

·  UWAGA 
Natychmiast po wy� wietleniu menu tej funkcji (jak pokazano w kroku 4), karetka przesunie si�  do obecnego 
pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych 

 
Procedura 
 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz [F2] (FILM), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz [F2] (AREA), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(5) U� yj przycisków pozycji < > /\ \/ w celu przesuni� cia karetki do dolnego lewego rogi � � danego obszaru w 

odniesieniu do obecnego pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych. Po osi� gni� ciu zadowalaj� cych rezultatów, 

naci� nij klawisz ENTER, aby zapisa�  ustawienia L.L. W danym momencie, warto� ci wspó
rz� dnych 

odzwierciedlaj�  odleg
o� �  od obecnego pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych do obecnej pozycji karetki. 

Je� eli obecna pozycja L.L. nie wymaga zmian, naci� nij klawisz F3 (DEFAULT), aby uczyni�  obecn�  
pozycj�  karetki domy� lnym punktem L.L.. W takim wypadku nie trzeba naciska�  klawisza ENTER. 
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(6) Po okre� leniu punktu L.L. pojawi si�  poni� sze menu dla okre� lenia punktu U.R. 
 
 
 
 
 

U� yj przycisków pozycji < > /\ \/ w celu przesuni� cia karetki do górnego prawego rogu � � danego obszaru 

w odniesieniu do obecnego pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych. Po osi� gni� ciu zadowalaj� cych rezultatów, 

naci� nij klawisz ENTER, aby zapisa�  ustawienia U.R. W danym momencie, warto� ci wspó
rz� dnych 

odzwierciedlaj�  odleg
o� �  od obecnego pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych do obecnej pozycji karetki. 
 
Je� eli obecna pozycja U.R. nie wymaga zmian, naci� nij klawisz F3 (DEFAULT), aby uczyni�  obecn�  
pozycj�  karetki domy� lnym punktem U.R. W takim wypadku nie trzeba naciska�  klawisza ENTER. 

 
(7) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
 
Sprawd� : 
·  Po okre� leniu ustawie�  AREA, karetka przesunie si�  do ustawionego punktu L.L. 
·  Funkcja AREA u� ywana jest do ustawienia punktów L.L. (Dolny Lewy) i U.R. (Górny Prawy). Przy 

niew
a� ciwym ustawieniu tych punktów (przyk
adowo poprzez nie pozostawienie przynajmniej 5 mm 
(0.2”) na osi X i Y pomi� dzy górnym lewym a dolnym prawym punktem, lub pomi� dzy dolnym lewym a 
górnym prawym punktem), na kilka sekund zostanie wy� wietlona poni� sza wiadomo� � . W takim 
przypadku nale� y ponownie okre� li�  ustawienia AREA. 

 
 
 
 
 
 
 
·  Ustawienia AREA zostan�  przywrócone do warto� ci domy� lnych (maksymalny obszar ci� cia/kre� lenia 

plotera) przy ka� dym w
� czeniu lub wy
� czeniu funkcji ROTATE lub MIRROR. 
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6.3 W
� czanie trybu ROTATE do obrotu osi wspó
rz� dnych 
 
Funkcja ROTATE ustawia status ON/OFF trybu ROTATE. Ustaw tryb ROTATE na ON w celu obrotu systemu 
wspó
rz� dnych grafiki, jak pokazano na poni� szym obrazku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura 
 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F3 (FUNCTION), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F1 (ROTATE), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(5) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest symbolem gwiazdki (*). 

 
W celu w
� czenia trybu ROTATE naci� nij klawisz F2 (ON). 
Aby wy
� czy�  tryb ROTATE, naci� nij klawisz F4 (OFF). 
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(6) Po ustawieniu naci� nij klawisz ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
 
(7) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
 
Sprawd� : 
Ustawienie ROTATE zostanie zachowane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu.  
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6.4 Ustawienie ci� cia w trybie THICK MODE 
 
Funkcja nadcinania (THICK MODE) s
u� y do sprecyzowania ustawie�  trybu nadcinania. Tryb ten s
u� y do 
ci� cia medium grubego (jak folia do piaskowania), lub cienkiego, ale twardego (folia akrylowa) 
 
Procedura 

(1) Kolejno nacisn� �  klawisze PAUSE i NEXT PAGE w celu wy� wietlenia poni� szego menu: 
 

 
 
 
 
 
 

(2) Wcisn� �  klawisz NEXT PAGE. Pojawi si�  poni� sze menu: 
 

 
 
(3) Klawiszem F3 (FUNCTION) wywo
a�  poni� sze menu: 
 

 
 
(4) Klawiszem F2 (THICK) wywo
a�  poni� sze menu: 
 

 
 
(5) Klawiszami funkcyjnymi (F1 do F4) zaznaczy�  gwiazdk�  (*) � � dany zestaw ustawie�  trybu. Aby odznaczy�  
dany zestaw ustawie� , nale� y nacisn� �  klawisz odpowiadaj� cy docelowemu zestawowi. Zapami� tanych mo� e 
by�  do czterech zestawów ustawie�  trybu nadcinania. 
 

(6) Je� li ustawienia s�  zadowalaj� ce, nale� y je potwierdzi�  klawiszem ENTER. 
 
(7) Wci� ni� cie klawisza PAUSE przywróci stan gotowo� ci plotera. 
Dzia
anie trybu nadcinania dla okre� lonych parametrów potwierdza kwadratowy wska� nik, jak na rysunku. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sprawd� : 
Funkcja THICK MODE jest w
� czona tylko dla wybranych ustawie�  parametrów, w których zosta
a ustawiona. 
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6.5 W
� czanie trybu MIRROR w celu stworzenia lustrzanego odbicia 
 
Funkcja MIRROR ustawia status ON/OFF trybu MIRROR. Ustaw tryb MIRROR na ON, aby odwróci�  system 
wspó
rz� dnych, jak pokazano na poni� szym przyk
adzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura 
 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Naci� nij klawisz F3 (FUNCTION), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F3 (MIRROR), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 

(5) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest symbolem gwiazdki (*). 

Aby w
� czy�  tryb MIRROR, naci� nij klawisz F2 (ON). 

Aby wy
� czy�  tryb MIRROR, naci� nij klawisz F4 (OFF). 
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(6) Po ustawieniu naci� nij klawisz ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(7) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 

 
Sprawd� : 
Ustawienie MIRROR zostanie ustawione na OFF po wy
� czeniu plotera.  
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6.6 Okre� lanie funkcji Pen SORT 

Je� eli ustawienie SORT przyjmuje warto� �  1, ploter przechowuje dane kre� lenia w swojej pami� ci, a 
nast� pnie wykonuje sortowanie pisaków w celu zoptymalizowania wymaganej liczby zmian pisaka w czasie 
kre� lenia. Je� eli ustawienie SORT przyjmuje warto� �  2, ploter wykonuje sortowanie pisaków, kre� li dane 
ci� cia, a nast� pnie wykonuje ci� cie przy u� yciu ostrza tn� cego. Jako, � e proces PEN SORT gromadzi dane w 
pami� ci bufora przed mo� liwo� ci�  rozpocz� cia sortowania pisaków, ci� cie nie jest natychmiastowo 
rozpoczynane. 
 
Procedura 
 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F3 (FUNCTION), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F4 (SORT), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 

(5) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest przez migaj� cy kursor. U� yj przycisków pozycji /\ i \/ w celu 
ustawienia SORT na OFF, 1, lub 2. 

OFF : Wy
� cza funkcj�  PEN SORT. 
1 : Poprzez grupowanie wszystkich danych kre� lonych przez ten sam pisak w zakresie otrzymanych 

danych, liczba zmian pisaka jest zoptymalizowana w celu skrócenia czasu potrzebnego na 
operacje zmian. 

2       : Po operacjach sortowania pisaków i kre� lenia ustawienia PEN SORT 1, ploter ko� czy   
wykonaniem operacji ci� cia przy u� yciu parametrów ci� cia okre� lonych dla ostrza tn� cego. 

 
(6) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
 
(7) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. (7) Naci� nij klawisz PAUSE, aby 
przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
 
Sprawd� : 
Ustawienie SORT zostanie przechowane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu. 
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·  UWAGA 
Przy niektórych aplikacjach, przy ustawieniu SORT na ON oraz otrzymywaniu przez ploter danych 
zawieraj� cych sekwencj�  ci� cia, sekwencja mo� e zosta�  zmieniona lub proces sortowania pisaków mo� e 
trwa�  bardzo d
ugo. Przy u� yciu takich aplikacji, ustaw SORT na OFF. 
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7. U� ywanie funkcji znaczników 

7.1 Ogólne spojrzenie na automatyczny odczyt znaczników 
 
Je� eli w ploterze zosta
 ustawiony automatyczny odczyt znaczników, zwró�  uwag�  na poni� sze punkty: 

·  Schemat u
o� enia znaczników .....................................................................................66 
·  Odst� py pomi� dzy znacznikami ...................................................................................67 
·  Zakres odczytu wymagany do wykrycia znaczników .................................................67 
·  Pozycja pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych ...................................................................68 
·  Materia
y, dla których znaczniki nie mog�  zosta�  wykryte ........................................69 
·  Je� li znaczniki nie mog�  zosta�  automatycznie wykryte...........................................69 
·  O lustrzanych schematach u
o� enia znaczników .......................................................69 
 
(1)   Schemat u
o� enia znaczników 
 
 Ploter mo� e odczyta�  (wykry� ) poni� sze schematy znaczników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je� eli wybrano schemat u
o� enia znaczników 1 lub 3 albo lustrzany 1 lub 2, mo� na ustawi�  odst� py 
pomi� dzy segmentami liniowymi. 

 
Sprawd� : 
Aby uzyska�  informacje na temat zmiany schematu u
o� enia znaczników, zobacz rozdzia
 7.4, "Wybór MARK 
TYPE znaczników". 
 

·  UWAGA 
·  Ploter nie mo� e wykry�  uprzednio okre� lonych znaczników aplikacji. 
·  Znaczniki musz�  zosta�  stworzone przez aplikacj�  jako dane ci� cia. 
·  Podczas tworzenia znaczników, pami� taj o przestrzeganiu poni� szych informacji o wymaganiach 

znaczników. 
·  Grubo� �  linii znaczników musi znajdowa�  si�  w przedziale od 0.2 do 1.0 mm. 
·  Wielko� �  znaczników musi znajdowa�  si�  w przedziale od 5 do 20 mm (aby uzyska�  wi� cej informacji, 

zobacz rozdzia
 7.4, „Okre� lanie MARK SIZE znaczników"). 
·  Schemat znaczników musi by�  zgodny ze schematem 1, 2 lub 3. 
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(2)   Odst� py pomi� dzy znacznikami 
 

Je� eli wybrano schemat u
o� enia znaczników 1 lub 3 albo lustrzany 1 lub 2, ploter pozwala na ustawienie 
odst� pów pomi� dzy segmentami liniowymi znaczników. Poni� ej przedstawiono przyk
ady odst� pów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawd� : 
Aby uzyska�  informacje na temat zmiany odst� pów schematu znaczników, zobacz rozdzia
 7.4, "Wybór MARK 
TYPE znaczników". 
 
(3)   Zakres odczytu wymagany do wykrycia znaczników 
 
 Poni� sze wykresy ilustruj�  zakres odczytu wymagany przez ploter dla wykrycia znaczników. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  UWAGA 
·  Nie kre� l nic oprócz znaczników w zakresie odczytu znaczników. 
·  Je� eli brud, kurz lub inne cia
a obce przyczepi�  si�  do materia
u, ploter mo� e rozpozna�  je jako znaczniki. 
·  Pami� taj o u� ywaniu tylko czarnego tuszu do kre� lenia znaczników. 
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(4)   Pozycja pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych 
 

Po odczytaniu znaczników, pocz� tek uk
adu wspó
rz� dnych plotera zostanie umiejscowiony tak, jak 
pokazano na poni� szych wykresach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  UWAGA 
Pocz� tek uk
adu wspó
rz� dnych dla kre� lenia wysy
any przez aplikacj�  musi zosta�  tak dostosowany, aby 
pokrywa
 si�  z pocz� tkiem uk
adu wspó
rz� dnych znaczników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby pokry�  wys
any przez aplikacj�  pocz� tek uk
adu wspó
rz� dnych z pocz� tkiem uk
� du 
wspó
rz� dnych znaczników, zmierz odleg
o� �  pomi� dzy pocz� tkiem uk
adu wspó
rz� dnych z aplikacji i 
pocz� tkiem uk
adu wspó
rz� dnych znaczników, a nast� pnie wprowad�  zmierzon�  odleg
o� �  podczas 
ustawiania funkcji OFFSET (aby uzyska�  wi� cej informacji, zobacz podrozdzia
 7.6.4, "Okre� lanie 
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MARK OFFSET znaczników"). 
 
Sprawd� : 
Mo� esz zmierzy�  offset znacznika przy pomocy dwóch ni� ej przedstawionych metod. 
·  Odczyta�  warto� ci liczbowe (odzwierciedlaj� ce odleg
o� �  pomi� dzy pocz� tkiem uk
adu wspó
rz� dnych z 

aplikacji i pocz� tkiem uk
adu wspó
rz� dnych znaczników) na wy� wietlaczu aplikacji; lub 
·  Wykre� li�  dane znaczników i faktycznie zmierzy�  odleg
o� �  pomi� dzy dwoma pocz� tkami uk
adu 

wspó
rz� dnych. 
 
(5) Mater ia
y, dla których znaczniki nie mog�  zosta�  wykryte 
 

Ploter nie mo� e wykry�  znaczników dla poni� szych typów medium. 
·  Materia
y transparentne 

->  Czujnik wykrywa tak� e powierzchni�  panelu ci� cia plotera, uniemo� liwiaj� c precyzyjny odczyt 
znaczników. 

·  Kre� lenie niewykonane czarnym tuszem na bia
ym papierze  
->  U� ycie materia
ów kolorowych lub znaczników koloru innego ni�  czarny uniemo� liwia odczyt 
znaczników. 

·  Materia
y lub rysunki o nierównej powierzchni 
->  Materia
y o powierzchni zabrudzonej lub pomarszczonej lub zbyt delikatnie nakre� lone 
znaczniki uniemo� liwiaj�  odczyt znaczników. 

·  Niew
a� ciwie zabezpieczone materia
y  
->  Je� eli materia
 lu� no przemieszcza si� , znaczniki nie mog�  zosta�  odczytane. 

·  Nadmiernie grube materia
y  
->  Znaczniki nie mog�  zosta�  odczytane je� eli grubo� �  materia
u przekracza 0.3 mm. 
 

(6) Je� li znaczniki nie mog�  zosta�  automatycznie wykryte 
 

Znaczniki mog�  zosta�  tak� e odczytane r� cznie. Aby uzyska�  wi� cej informacji, zobacz rozdzia
 7.2, 
"Okre� lanie MARK MODE znaczników". 
Podczas odczytu dwupunktowego lub trzypunktowego, pozycje znaczników podlegaj�  ograniczeniom. 
Je� eli znaczniki nie znajduj�  si�  co najmniej 10mm (0.4”) od zakresu kre� lenia na kierunku X lub Y, 
nast� puje b
� d „Registration-mark detection error!”. Upewnij si� , � e znaczniki znajduj�  si�  co najmniej 
10 mm (0.4”) od zakresu kre� lenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawd� : Znaczniki mog�  nie zosta�  rozpoznane, je� eli materia
 za
adowany jest pod k� tem. 
 

(7) O lustrzanych schematach u
o� enia znaczników 
 

Je� eli na schemat u
o� enia znaczników wybrano Mirror 1 lub Mirror 2, tryb MIRROR zostaje 
automatycznie w
� czony. (Zobacz rozdzia
 6.5, „W
� czanie trybu MIRROR w celu stworzenia 
lustrzanego odbicia”). 
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7.2 Okre� lanie MARK MODE znaczników 
 
Funkcja MARK MODE umo� liwia dopasowanie orientacji osi X i Y plotera do osi wspó
rz� dnych na materiale z 
nadrukiem, przyk
adowo, ze znacznikami. 
 
Sprawd� : 
·  Dla automatycznego odczytu znaczników, grubo� �  linii znaczników musi zawiera�  si�  w przedziale od 0.2 

do 1.0 mm. 
·  Przy u� yciu kombinacji znaczników innych ni�  czarne na bia
ym materiale, ploter mo� e nie by�  w stanie 

odczyta�  znaczniki. 
·  Znaczniki mog�  nie zosta�  precyzyjnie odczytane, je� li: 

o Linie znaczników maj�  nieostre kraw� dzie; 
o W zakresie odczytu znajduje si�  kurz lub inne cia
a obce; lub 
o Materia
 lu� no zsuwa si�  z panelu ci� cia. 

·  Przy u� yciu materia
u niew
a� ciwego dla automatycznego odczytu znaczników, u� yj r� cznego odczytu 
znaczników. 

 
Procedura 
 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F1 (MODE), aby wy� wietli�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest symbolem gwiazdki (*).  

Aby wy
� czy�  odczyt znaczników, naci� nij klawisz F1 (OFF).  

Aby wybra�  r� czny odczyt znaczników, naci� nij klawisz F3 (MANUAL).  

Aby wybra�  odczyt dwupunktowy, naci� nij klawisz F2 (2 POINT).  

Aby wybra�  odczyt trzypunktowy, naci� nij klawisz F4 (3 POINT). 

(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

Je� eli wybrano odczyt dwupunktowy lub trzypunktowy, nale� y ustawi�  dystans ruchu wykrywania 
znaczników jak pokazano w kroku (6). Je� eli wybrano OFF lub MANUAL, nale� y przej� �  do kroku (9).  

Je� eli wybrano 2 POINT lub 3 POINT w kroku (4), nale� y przej� �  do kroku (6) w celu okre� lenia 
parametru MARK MOVE. 

Je� eli wybrano OFF lub MANUAL w kroku (4), nale� y przej� �  do kroku (9). 
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(6) Je� eli wybrano odczyt dwupunktowy lub trzypunktowy, pojawi si�  poni� sze menu. 

 

 

 

 

Poprzez uprzednie zapisanie odleg
o� ci pomi� dzy pozycjami znaczników mo� na przenosi�  si�  z jednego 
znacznika do drugiego bez wykonywania odczytu znaczników. 

 
Sprawd� : 
·  Okre� lenie dystansu ruchu wykrywania znaczników pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na odczyt 

zaznacze� . Ponadto, zalet�  ustawienia tego parametru jest zapewnienie braku wp
ywu kre� lenia, kurzu lub 
innych cia
 obcych na materiale pomi� dzy znacznikami. 

·  Maksymalnie trzy ró� ne ustawienia MARK MOVE mog�  zosta�  zapisane w pami� ci wewn� trznej. 
 
(7) U� yj przycisków pozycji /\ i \/ w celu wyboru � � danego numeru zapisu, nast� pnie naci� nij ENTER, aby 

wy� wietli�  poni� sze menu. 

 

 

 

 
 

Wprowad�  warto� ci liczbowe w celu okre� lenia odleg
o� ci pomi� dzy znacznikami jako wzgl� dnej odleg
o� ci 
wspó
rz� dnych.  

U� yj przycisków pozycji < i > w celu przesuni� cia migaj� cego kursora. 

U� yj przycisków pozycji /\ i \/ w celu zmiany warto� ci liczbowej. 

 
Sprawd� : 
·  Je� li warto� �  odleg
o� ci wynosi 0mm, czytanie materia
u pomi� dzy znacznikami nie zostanie pomini� te, 

odczyt znaczników b� dzie kontynuowany do rozpoznania znacznika. 
·  Dla odczytu dwupunktowego, warto� �  Y nie jest brana pod uwag� . 
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(8) Je� eli poprawione ustawienia s�  zadowalaj� ce, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

Sprawd� : 
Po poprawnym okre� leniu dystansu ruchu wykrywania znaczników, zakres odczytu wymagany dla odczytu 
znaczników podlega poni� szym wzorom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. Je� eli ustawiono odczyt znaczników, 
wy� wietlacz powinien wygl� da�  jak poni� ej, ze znakiem plusa (+) obok „READY”. 

 

 

 

 

 
Podczas wy� wietlenia powy� szego menu, naci� nij klawisz ORIGIN w celu rozpocz� cia dopasowania. 

 

 

 

 

Pojawia si�  powy� szy ekran i, je� eli wybrano klawisz funkcyjny, dla którego ustawiono dystans ruchu, 
ploter rozpoczyna dzia
anie. (Odno� nie wyboru dystansu ruchu, nale� y powróci�  do opisu sposobu 
ustawienia dystansu ruchu odczytu znaczników opisanego wcze� niej w tym rozdziale.) 

 

 

 

 

 



 73 

 

 

7.3 Odczyt znaczników 

Odczyt znaczników wykonywany jest przy u� yciu parametrów ustawionych w rozdziale 7.2 „Okre� lanie MARK 
MODE znaczników”. 

·  Odczyt r� czny ...............................................................................................................73 
·  Odczyt dwupunktowy ....................................................................................................75 
·  Odczyt trzypunktowy.....................................................................................................76 
·  Je� eli w
� czono ci� cie znacznika lustrzanego ............................................................78 

Je� eli ustawiono odczyt znaczników, znak plusa (+) pojawi si�  po „READY” jak na poni� szym przyk
adzie. 

 

 

 

 

Podczas wy� wietlenia powy� szego menu, naci� nij klawisz ORIGIN w celu rozpocz� cia dopasowania. 
 

7.3.1 Okre� lenie r� cznego odczytu znaczników 

Poni� sza procedura u� ywana jest do r� cznego okre� lenia odczytu znaczników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawd� : 
·  Je� eli ustawienie MARK DIST. ADJ. jest OFF, 1 mm (1/16”) (ka� da warto� �  1 mm (1/16”) lub mniej jest 

pomijana) lub 5 mm (1/4”) (ka� da warto� �  5 mm (1/4”) lub mniej jest pomijana), menu wprowadzania 
warto� ci koryguj� cych ukazane w kroku (4) nie pojawi si�  po odczycie trzech punktów. 

·  Ustawienie FIRST POINT staje si�  pocz� tkiem uk
adu wspó
rz� dnych. 
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Procedura 
 
(1) Naci� nij klawisz ORIGIN w celu wy� wietlenia poni� szego polecenia. 
 
 
 
 
 

(2) U� yj przycisków pozycji < > /\ \/, aby przesun� �  karetk�  do � � danej pozycji FIRST POINT, nast� pnie 
naci� nij ENTER. Pojawi si�  poni� sze polecenie. 

 
 
 
 
 

(3) U� yj przycisków pozycji < > /\ \/, aby przesun� �  karetk�  do � � danej pozycji SECOND POINT, nast� pnie 
naci� nij ENTER. Pojawi si�  poni� sze polecenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) U� yj przycisków pozycji < > /\ \/, aby przesun� �  karetk�  do � � danej pozycji THIRD POINT nast� pnie 
naci� nij ENTER. Pojawi si�  poni� sze menu (tylko, je� eli ustawienie MARK DIST. ADJ jest OFF). 

 
 
 
 
 
 
 

Pierwsza linia wy� wietlacza pokazuje odleg
o� �  pomi� dzy pierwszym i drugim punktem odczytan�  przez 

ploter, nale� y wprowadzi�  odleg
o� �  rzeczywist�  w drugiej linii. 

Aby przesun� �  migaj� cy kursor, u� yj przycisków pozycji < i >. 

Aby zmieni�  warto� �  liczbow� , u� yj przycisków pozycji /\ i \/. 

Naci� nij ENTER w celu zapisania ustawie� . Pojawi si�  poni� sze menu (tylko, je� eli ustawienie MARK 
DIST. ADJ jest OFF). 

 
 
 
 
 
 
 

Pierwsza linia wy� wietlacza pokazuje odleg
o� �  pomi� dzy pierwszym i drugim punktem odczytan�  przez 

ploter, nale� y wprowadzi�  odleg
o� �  rzeczywist�  w drugiej linii. 

Aby przesun� �  migaj� cy kursor, u� yj przycisków pozycji < i >. 

Aby zmieni�  warto� �  liczbow� , u� yj przycisków pozycji /\ i \/. 

Naci� nij ENTER w celu zapisania ustawie� . 
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(5) Po naci� ni� ciu ENTER w kroku (4) podczas wy� wietlania drugiego menu, ploter powraca do stanu 
gotowo� ci. 

7.3.2 Okre� lanie odczytu dwupunktowego (2 POINT) 

Poni� sza procedura opisuje sposób u
o� enia osi wspó
rz� dnych w oparciu o dwa punkty. W tym trybie, ploter 
odczytuje dwa znaczniki na kierunku osi X a nast� pnie koryguje przechy
 na osi X i dostosowuje precyzj�  
odleg
o� ci. 

 
Sprawd� : 
·  Je� li ustawienie MARK DIST. ADJ. jest OFF, 1 mm (1/16”) (ka� da warto� �  1 mm (1/16”) lub mniej jest 

pomijana) lub 5 mm (1/4”) (ka� da warto� �  5 mm (1/4”) lub mniej jest pomijana), menu s
u� � ce do 
wprowadzenia warto� ci koryguj� cych pokazane w kroku (3) nie pojawi si� . 

 
Procedura 
(1) Naci� nij klawisz ORIGIN w celu wy� wietlenia poni� szego polecenia. 
 
 
 
 
 
 
  
 
(2) Naci� nij klawisz F3 (DEFAULT) w celu powrotu karetki do punktu pocz� tkowego dla rozpocz� cia odczytu 

znaczników. Aby zmieni�  pozycj�  pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych znaczników, u� yj przycisków pozycji < > 
/\ \/ do przesuni� cia ko� cówki pisaka do obszaru pozycji � � danego pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych 
(zobacz poni� sze wykresy). 
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W celu rozpocz� cia dopasowania, zapami� taj numer, dla którego odst� py znaczników zosta
y zapisane w 
„Ustawianie dystansu ruchu znacznika”, a nast� pnie naci� nij klawisz F1 (No. = 1), F2 (No. = 2) lub   F4 
(No. = 3) odpowiadaj� cy temu numerowi. Pojawi si�  poni� sza wiadomo� � . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Po automatycznym wykryciu dwóch punktów pojawi si�  poni� sze menu (tylko je� li ustawienie MARK DIST. 

ADJ. jest USER). 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwsza linia wy� wietlacza pokazuje odleg
o� �  pomi� dzy punktami A i B odczytan�  przez ploter, nale� y 

wprowadzi�  odleg
o� �  rzeczywist�  w drugiej linii. 

Aby przesun� �  migaj� cy kursor, u� yj przycisków pozycji < i >. 

Aby zmieni�  warto� �  liczbow� , u� yj przycisków pozycji /\ i \/. 

Naci� nij ENTER w celu zapisania ustawie� . 

 

(4) Po naci� ni� ciu w kroku (3) klawisza ENTER ploter powróci do stanu gotowo� ci. 

 

7.3.3 Okre� lanie odczytu trzypunktowego (3 POINT) 

Poni� sza procedura opisuje sposób u
o� enia osi wspó
rz� dnych w oparciu o trzy punkty. W tym trybie ploter 
odczytuje punkty trzech znaczników pod w
a� ciwym k� tem, a nast� pnie koryguje przechy
 obu osi 
wspó
rz� dnych i koryguje odleg
o� �  mi� dzy znacznikami. 

 

 
Sprawd� : 
·  Je� li ustawienie MARK DIST. ADJ. jest OFF, 1 mm (1/16”) (ka� da warto� �  1 mm (1/16”) lub mniej jest 

pomijana) lub 5 mm (1/4”) (ka� da warto� �  5 mm (1/4”) lub mniej jest pomijana), menu s
u� � ce do 
wprowadzenia warto� ci koryguj� cych pokazane w kroku (3) nie pojawi si� . 

 
 

Procedura 

(1) Naci� nij klawisz ORIGIN w celu wy� wietlenia poni� szego polecenia. 
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(2) Naci� nij klawisz F3 (DEFAULT) w celu powrotu karetki do punktu pocz� tkowego dla rozpocz� cia odczytu 

znaczników. Aby zmieni�  pozycj�  pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych znaczników, u� yj przycisków pozycji < > 
/\ \/ do przesuni� cia ko� cówki pisaka do obszaru pozycji � � danego pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych 
(zobacz poni� sze wykresy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W celu rozpocz� cia dopasowania, zapami� taj numer, dla którego odst� py znaczników zosta
y zapisane w 
„Ustawianie dystansu ruchu znacznika”, a nast� pnie naci� nij klawisz F1 (No. = 1), F2 (No. = 2) lub   F4 
(No. = 3) odpowiadaj� cy temu numerowi. Pojawi si�  poni� sza wiadomo� � . 
 

 
 
 
 

(3)  Po automatycznym wykryciu trzech punktów pojawi si�  poni� sze menu (tylko je� li ustawienie MARK DIST. 

ADJ. jest USER). Pierwsza linia wy� wietlacza pokazuje odleg
o� �  pomi� dzy punktami A i B odczytan�  

przez ploter, nale� y wprowadzi�  odleg
o� �  rzeczywist�  w drugiej linii. 
 
 
 
 
 

Aby przesun� �  migaj� cy kursor, u� yj przycisków pozycji < i >.  

Aby zmieni�  warto� �  liczbow� , u� yj przycisków pozycji /\ i \/.           

Naci� nij ENTER w celu zapisania ustawie� .  

Pojawi si�  poni� sze menu (tylko je� eli ustawienie MARK DIST. ADJ jest OFF). 
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Pierwsza linia wy� wietlacza pokazuje odleg
o� �  pomi� dzy punktami A i C odczytan�  przez ploter, nale� y 
wprowadzi�  odleg
o� �  rzeczywist�  w drugiej linii. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aby przesun� �  migaj� cy kursor, u� yj przycisków pozycji < i >.   

Aby zmieni�  warto� �  liczbow� , u� yj przycisków pozycji /\ i \/.          

Naci� nij ENTER w celu zapisania ustawie� . 

(4) Po naci� ni� ciu ENTER w kroku (3) podczas wy� wietlania drugiego menu, ploter powraca do stanu 
gotowo� ci. 

 

7.3.4 Je� eli w
� czono ci� cie znacznika lustrzanego 
 
Je� eli w
� czono ci� cie znacznika lustrzanego (7.7, „Okre� lanie opcji wykrywania znaczników”), upewnij si� , � e 
zamontowano oprawk�  i dobrano odpowiednie ostrze. 
 
Procedura 
 
(1) Je� eli nie wybrano ostrza tn� cego, a w
� czono ci� cie znacznika lustrzanego, po naci� ni� ciu klawisza 

ORIGIN pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je� eli powy� sze menu zostanie wy� wietlone, okre� l typ ostrza tn� cego w ustawieniach parametrów (4.3, 
„Okreslanie parametrów ci� cia”). Je� eli wybrano rodzaj ostrza, rozpocznie si�  wykrywanie znaczników. 

 
(2) Po zako� czeniu wykrywania pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby wyci� �  znaczniki do u� ycia w wykrywaniu lustrzanym, naci� nij klawisz F2 (YES). Je� eli nie chcesz 
wyci� �  znaczników, naci� nij F4 (NO). 

 
(3) Po zako� czeniu ci� cia ploter powraca do stanu gotowo� ci. 
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7.4 Wybór MARK TYPE znaczników 

Funkcja MARK TYPE u� ywana jest do wyboru schematu znaczników materia
u z nadrukowanymi znacznikami 
lub innymi zaznaczeniami. 

 
Procedura 
 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 

 
 
 
 

 
 
 
(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(3) Naci� nij klawisz F2 (TYPE) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest symbolem gwiazdki (*). 

Aby wyplotowa�  schemat 1, naci� nij klawisz F1 (1).  

Aby wyplotowa�  schemat 2, naci� nij klawisz F2 (2). 

Aby wyplotowa�  schemat 3, naci� nij klawisz F3 (3). 

Aby wyplotowa�  lustrzany schemat 1 lub 2, naci� nij klawisz F4 (MIRROR) i wybierz MIRROR 1 lub 
MIRROR 2. 
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Dla schematu u
o� enia znaczników 1 

Je� eli wybrano „1 (Schemat u
o� enia znaczników 1)” i naci� ni� to klawisz ENTER w kroku (4), pojawi si�  
poni� sze menu. 

 

 

 

 

Ustaw odst� py znaczników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie ustawiona warto� �  oznaczona jest kursorem. Naci� ni� cie klawiszy pozycji /\ lub \/ umo� liwia zmian�  
odst� pów schematu u
o� enia znaczników 1. Warto� �  mo� e zosta�  ustawiona w zakresie od 0 do 9.9mm (0 do 
0.398”). 

Przejd�  do punktu (5), je� eli ustawienie dostosowania odleg
o� ci znaczników jest wy
� czone (zobacz rozdzia
 
7.6, „Okre� lanie innych parametrów zwi� zanych ze znacznikami”, lub przejd�  do punktu (6) je� eli ustawienie 
to jest w
� czone. 

 
Dla schematu u
o� enia znaczników 3 

Je� eli wybrano „3 (Schemat u
o� enia znaczników 3)” i naci� ni� to klawisz ENTER w kroku (4), pojawi si�  
poni� sze menu. 

 

 

 

 

Ustaw odst� py znaczników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie ustawiona warto� �  oznaczona jest kursorem. Naci� ni� cie klawiszy pozycji /\ lub \/ umo� liwia zmian�  
odst� pów schematu u
o� enia znaczników 3. Warto� �  mo� e zosta�  ustawiona w zakresie od 0 do 9.9mm (0 do 
0.398”). 

Przejd�  do punktu (5), je� eli ustawienie dostosowania odleg
o� ci znaczników jest wy
� czone (zobacz rozdzia
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7.6, „Okre� lanie innych parametrów zwi� zanych ze znacznikami”, lub przejd�  do punktu (6) je� eli ustawienie 
to jest w
� czone. 

 

 

Dla lustrzanego schematu u
o� enia znaczników 1 lub 2 
 

Je� eli naci� ni� to klawisz F4 (MIRROR) w kroku 4, pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
Aby odczyta�  lustrzany schemat u
o� enia znaczników 1, naci� nij klawisz F1 (1). 

Aby odczyta�  lustrzany schemat u
o� enia znaczników 2, naci� nij klawisz F2 (2). 

Aby powróci�  do ekranu wyboru schematu znaczników 1, 2 lub 3, naci� nij klawisz F4 (MIRROR). 

W czasie wy� wietlenia powy� szego ekranu, ustaw „1 (lustrzany schemat u
o� enia znaczników 1)” lub „2 
(lustrzany schemat u
o� enia znaczników 2)” (je� eli w
� czono ci� cie lustrzane), nast� pnie naci� nij klawisz 
ENTER. Pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
Ustaw odst� py znaczników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla tych odst� pów ustaw t�  sam�  warto� � , jaka zosta
a ustawiona dla odst� pów znaczników przy 
wykonywaniu ci� cia lustrzanego. Ustalona warto� �  zachowywana jest w pami� ci z t�  sam�  ustalon�  
warto� ci� , kiedy w
� czone by
o ci� cie lustrzane. 
 
Obecnie ustawiona warto� �  oznaczona jest kursorem. Naci� ni� cie klawiszy pozycji /\ lub \/ umo� liwia 
zmian�  odst� pów lustrzanego schematu u
o� enia znaczników 1. Warto� �  mo� e zosta�  ustawiona w 
zakresie od 0 do 9.9 (mm). 
Przejd�  do punktu (6), je� eli schematem u
o� enia znaczników jest MIRROR 1 lub MIRROR 2. 

 
(5) Je� eli ustawienie dostosowania odleg
o� ci znaczników jest wy
� czone, a na powy� szym ekranie naci� ni� to 

klawisz ENTER (Zobacz rozdzia
 7.6, „Okre� lanie innych parametrów zwi� zanych ze znacznikami”), pojawi 
si�  poni� szy ekran. 

 
 
 
 
 
 
 
 * Menu to nie wy� wietla si�  dla lustrzanych schematów u
o� enia znaczników 1 i 2. 
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Aby wykona�  operacj�  kre� lenia z uwzgl� dnieniem � rodkowego znacznika, naci� nij klawisz F1. Pojawi si�  
poni� sze menu. 

Aby wykona�  operacj�  kre� lenia bez u� ycia � rodkowego znacznika, naci� nij klawisz F1 i usu�  gwiazdk�  
(*), nast� pnie naci� nij klawisz ENTER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W tym stanie, naci� nij jeden z klawiszy F2 do F4, aby zmieni�  X (d
ugo� �  osi X), W (pozycja odczytu 
� rodkowego znacznika) lub Y (d
ugo� �  osi Y). 

 
Aby przesun� �  kursor podczas wy� wietlania jednej z ustawianych warto� ci, u� yj klawiszy pozycji < lub >. 

Aby zmieni�  warto� � , u� yj klawiszy pozycji /\ lub \/. 

Warto� �  mo� e zosta�  ustawiona w zakresie od 0 do 999.9 dla X, -99.9 do +99.9 dla W, i 0 do 999.9 dla Y 
przy u� yciu jednostki mm, oraz 0 do 39.36 dla X, -3.93 do 3.93 dla W, i 0 do 39.36 dla Y przy u� yciu 
jednostki cala. 

 
(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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7.5 Okre� lanie MARK SIZE znaczników 
 
Funkcja MARK SIZE pozwala na okre� lenie wielko� ci znaczników dla materia
u z nadrukowanymi 
znacznikami lub innymi zaznaczeniami. 
 
Procedura 
 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 

 

 

 

 

(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F3 (SIZE) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest migaj� cym kursorem. U� yj przycisków pozycji < > /\ \/ w celu 

zmiany ustawienia MARK SIZE w zakresie od 5 do 20 mm (0.20 do 0.80”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
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(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 

 

 

7.6 Okre� lanie innych parametrów zwi� zanych ze znacznikami 

 

Wybór parametru EXPAND daje dost� p do innych funkcji metody okre� lenia precyzji odleg
o� ci dla 
znaczników (MARK DIST. ADJ.), dostosowania automatycznego czujnika znaczników (MARK ADJ. SENS), 
okre� lenia MARK OFFSET, oraz okre� lenia funkcji ADJ. SENS+. 

·  Okre� lenie precyzji odleg
o� ci dla znaczników ........................................................................82 
·  Kalibracja automatycznego czujnika znaczników ....................................................................84 
·  Kalibracja czujnika przez wyplotowanie krzy� a........................................................................86 
·  Okre� lanie MARK OFFSET znaczników ....................................................................................88 
·  Opcje wykrywania znaczników...........................7.7 Okre� lanie opcji wykrywania znaczników 

7.6.1 Dostosowanie precyzji odleg
o� ci dla znaczników 

Funkcja MARK DIST. ADJ. wybiera metod�  okre� lenia precyzji odleg
o� ci dla znaczników (Manual, Two-Point, 
Three-Point). Odleg
o� �  pomi� dzy znacznikami jest automatycznie korygowana do warto� ci dziel� cej si�  
przez 1 lub 5 mm. 

Odleg
o� �  pomi� dzy znacznikami mo� e równie�  zosta�  okre� lona r� cznie (USER). W celu wy
� czenia 
dostosowania odleg
o� ci wybierz OFF. 
 
Sprawd� : 
·  Przyk
adowo, je� eli korekcja odleg
o� ci wynosi 5 mm a odleg
o� �  pomi� dzy znacznikami zosta
a odczytana 

na 312 mm, ka� da odleg
o� �  5 mm lub mniej jest pomijana a precyzja odleg
o� ci korygowana jest przy 
za
o� eniu odleg
o� ci pomi� dzy znacznikami równej 310 mm. 

·  Je� eli korekcja odleg
o� ci znaczników zosta
a ustawiona na 1 mm, zapewnij 1 mm odst� py mi� dzy 
znacznikami podczas tworzenia ich w aplikacji CAD. Je� eli korekcja zosta
a ustawiona na 5 mm, zapewnij 
5 mm odst� py mi� dzy znacznikami podczas tworzenia ich w aplikacji CAD. 

·  Przy materia
ach maj� cych sk
onno� ci do rozszerzania b� d�  kurczenia si�  lub koryguj� c odleg
o� �  przy 
u� yciu warto� ci niepodzielnych bez reszty przez 1 mm, wybierz „Manual” 

 

Przyk
ad korekcji odleg
o� ci znaczników 
(kiedy odleg
o� �  pomi� dzy znacznikami w aplikacji CAD wynosi 310mm) 

 

Ustawienie korekcji 
odleg
o� ci                        

. 

Odleg
o� �  pomi� dzy 
znacznikami w aplikacji 

CAD 

Odleg
o� �  pomi� dzy 
znacznikami odczytana      

przez ploter 

Warto� �  korekcji 
odleg
o� ci              

. 

1 mm 310 mm 309.5 mm £ odczyt £ 310.5 mm 310mm 

5 mm 310 mm 307.5 mm £ odczyt £ 312.5 mm 310mm 
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Procedura 

(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 

 

 

 

 

(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 

 

 

 

(3) Naci� nij klawisz F4 (EXPAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F1 (DIST. ADJ.) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 

(5) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest symbolem gwiazdki (*). 

Aby umo� liwi�  okre� lone przez u� ytkownika dostosowanie odleg
o� ci (r� czne wprowadzenie), naci� nij 

klawisz F3 (USER).  

Aby wybra�  1-mm (1/16”) dostosowanie odleg
o� ci (ka� da warto� �  1 mm (1/16”) lub mniej jest pomijana), 

naci� nij klawisz F2.  

Aby wybra�  5-mm (1/4”) dostosowanie odleg
o� ci (ka� da warto� �  5 mm (1/4”) lub mniej jest pomijana), 

naci� nij klawisz F4.  
Aby wy
� czy�  dostosowanie odleg
o� ci, naci� nij klawisz F1 (OFF). 

 
(6) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(7) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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7.6.2 Kalibracja automatycznego czujnika znaczników 

Funkcja MARK ADJ. SEN pozwala na skalibrowanie czujnika znaczników przez odczyt wcze� niej 
wydrukowanego krzy� a i wyplotowanie drugiego krzy� a w celu kalibracji. Precyzja czujnika mo� e zosta�  
skalibrowana przez wprowadzenie warto� ci koryguj� cej dla wyeliminowania wszelkich b
� dów. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 

 

 

 

 

(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 

 

 

 

(3) Naci� nij klawisz F4 (EXPAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 

 

 

 

(4) Naci� nij klawisz F2 (ADJ. SENS) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 

 

 

 

(5) Naci� nij klawisz F2 (ADJ. SENS) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 

 

 

 

 

 Aby skorygowa�  X lub Y dla czujnika, u� yj klawisz F1 (X) lub F3 (Y) w celu wy� wietlenia gwiazdki (*). 
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(6) U� yj przycisków pozycji < > /\ \/ w celu przesuni� cia karetki w pobli� e krzy� a, jak pokazano na poni� szym 
wykresie, nast� pnie naci� nij klawisz ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 
Po odczytaniu przez ploter krzy� a, drugi krzy�  do kalibracji zostanie wyplotowany przy u� yciu pisaka w 
oprawce 1 (zobacz poni� szy wykres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(7) Po odczytaniu przez ploter krzy� a wyplotowanego do kalibracji, pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Naci� nij klawisz F2 (X=) lub F4 (Y=), aby przesun� �  migaj� cy kursor do warto� ci wymagaj� cej 

skorygowania. Aby zmieni�  warto� �  koryguj� c�  dla skalibrowania czujnika, u� yj przycisków pozycji /\ i \/. 
(Je� eli nie ma potrzeby korekcji, przejd�  do kroku (9)). 

(9) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(10) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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7.6.3 Kalibracja czujnika przez wyplotowanie krzy� a 

Funkcja ADJ. SENS+ kre� li krzy� , odczytuje go, nast� pnie kre� li drugi krzy�  umo� liwiaj� cy okre� lenie warto� ci 
koryguj� cych, które nale� y wprowadzi�  w celu skalibrowania automatycznego czujnika znaczników. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 * Je� eli ustawienie MARK MODE znaczników (7.2, „Okre� lanie MARK MODE znaczników) jest OFF,  
 klawisze F2 do F4 nie s�  wy� wietlane. 
 

(3) Naci� nij klawisz F4 (EXPAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F2 (ADJ. SENS) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Naci� nij klawisz F4 (ADJ. SENS+) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 Aby skorygowa�  X lub Y dla czujnika, u� yj klawisz F1 (X) lub F3 (Y) w celu wy� wietlenia gwiazdki (*). 

Naci� nij klawisz ENTER. Ploter wyplotuje krzy�  i odczyta go przy pomocy czujnika. Nast� pnie wyplotuje 
drugi krzy�  w celu korekcji. 
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(5) Po odczytaniu, pojawi si�  poni� sze menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Naci� nij klawisz F2 lub F4. Migaj� cy kursor przesunie si�  do X lub Y, pozwalaj� c na zmian�  warto� ci 

korekcji. Wprowad�  warto� �  odzwierciedlaj� c�  odleg
o� �  pomi� dzy pierwszym wyplotowanym krzy� em i 

krzy� em wyplotowanym po odczytaniu. (Przyk
adowo, w oparciu o powy� szy rysunek, wprowad�  X = -*.*, Y 

= -*.*)   

     Aby zmieni�  warto� � , u� yj przycisków pozycji /\ i \/.  

(7) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(8) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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7.6.4 Okre� lanie MARK OFFSET znaczników 

Je� eli nie przesuni� to pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych do nowej pozycji, znajduje si�  on dolnym lewym rogu 
efektywnego obszaru ci� cia/kre� lenia. U� yj funkcji MARK OFFSET, je� eli chcesz przesun� �  pocz� tek uk
adu 
wspó
rz� dnych znacznika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3)    Naci� nij klawisz F4 (EXPAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F3 (OFFSET) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
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(5) Dla warto� ci offsetu (odleg
o� ci od znacznika), u� yj przycisków pozycji < i > w celu przesuni� cia kursora.  
Aby zmieni�  warto� � , u� yj przycisków pozycji /\ i \/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(7) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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7.7 Okre� lanie opcji wykrywania znaczników 

Funkcja ta s
u� y do ustawiania parametrów zwi� zanych z wykrywaniem znaczników, takich jak pr� dko� � , 
poziom, ci� cie znaczników oraz przerwy wykrywania. 

·  Ustawianie pr� dko� ci wykrywania znaczników........................................................................92 
·  Ustawianie poziomu wykrywania znaczników ..........................................................................93 
·  Ustawianie funkcji ci� cia znaczników .......................................................................................95 
·  Ustawianie przerw wykrywania ..................................................................................................97 
 

7.7.1 Ustawianie pr� dko� ci wykrywania znaczników 

Ustaw pr� dko� � , z jak�  wykrywane b� d�  linie znaczników. Zmie�  ustawienie pr� dko� ci, je� eli bez zmiany 
pr� dko� ci znaczniki nie mog�  zosta�  wykryte z powodu typu materia
u lub grubo� ci linii znaczników.  

 

 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Je� eli ustawienie MARK MODE znaczników (7.2, „Okre� lanie MARK MODE znaczników) jest OFF,  
 klawisze F2 do F4 nie s�  wy� wietlane. 
 

(3) Naci� nij klawisz F4 (EXPAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F4 (SENS OPT.) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
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(5) Naci� nij klawisz F1 (SPEED) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

Naci� nij klawisze pozycji /\ lub \/ w celu zmiany warto� ci. Warto� �  mo� e zosta�  ustawiona w zakresie od 1 
do 30 (cm/s). Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

 
(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 

7.7.2 Ustawianie poziomu wykrywania znaczników 
 
Ustaw poziom, na którym ma odby�  si�  okre� lenie istnienia segmentów liniowych ka� dego schematu u
o� enia 
znaczników. Poziom ten okre� lany jest procentow�  zmian�  od poziomu czujnika w cz� � ciach pozbawionych 
segmentów liniowych. Istnienie segmentu liniowego zak
ada si� , je� eli wyst� puje okre� lona zmiana w 
poziomie. 
 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Je� eli ustawienie MARK MODE znaczników (7.2, „Okre� lanie MARK MODE znaczników) jest OFF,  
 klawisze F2 do F4 nie s�  wy� wietlane. 
 

(3) Naci� nij klawisz F4 (EXPAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F4 (SENS OPT.) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
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(5) Naci� nij klawisz F2 (LEVEL) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

 Aby ustawi�  poziom dla schematu u
o� enia znaczników 1 i 2, naci� nij klawisz F2 (1, 2). 

 Aby ustawi�  poziom dla schematu u
o� enia znaczników 3, naci� nij klawisz F3 (3). 

 Aby ustawi�  poziom dla lustrzanego schematu u
o� enia znaczników 1 i 2, naci� nij klawisz F4 (MIRROR). 
 

·  UWAGA 
Im ni� sza warto� �  ustawienia poziomu, tym wy� sza czu
o� � . Jednak� e, papier podnosz� cy si�  z powierzchni 
lub nagromadzony brud mo� e spowodowa�  b
� dny odczyt. 
 
 Dla schematu u
o� enia znaczników 1 i 2 
 
 
 
 
 
 
 
 Naci� nij klawisz F2 lub F4. Kursor przeniesie si�  do X lub Y, pozwalaj� c na zmian�  warto� ci korekcji. 

 U� yj klawiszy pozycji /\ lub \/ w celu zmiany warto� ci. 

 Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
 
 Dla schematu u
o� enia znaczników 3 
 
 
 
 
 
 
 
 Naci� nij klawisz F2 lub F4. Kursor przeniesie si�  do X lub Y, pozwalaj� c na zmian�  warto� ci korekcji. 

 U� yj klawiszy pozycji /\ lub \/ w celu zmiany warto� ci. 

 Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
 
 Dla lustrzanego schematu u
o� enia znaczników 1 i 2 
 
 
 
 
 
 
 
 Naci� nij klawisz F2 lub F4. Kursor przeniesie si�  do X lub Y, pozwalaj� c na zmian�  warto� ci korekcji. 

 U� yj klawiszy pozycji /\ lub \/ w celu zmiany warto� ci. 

 Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
 
(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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7.7.3 Ustawianie funkcji ci� cia znaczników 
 
Po wykryciu znaczników okre� l, czy ci� �  znaczniki w celu u� ycia odbicia lustrzanego. Schematem u
o� enia 
znaczników, który mo� e zosta�  u� yty do tego celu jest schemat u
o� enia znaczników 1 lub 2. 
 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Je� eli ustawienie MARK MODE znaczników (7.2, „Okre� lanie MARK MODE znaczników) jest OFF,  
 klawisze F2 do F4 nie s�  wy� wietlane. 
 

(3) Naci� nij klawisz F4 (EXPAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F4 (SENS OPT.) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 

 

 

 

 

(5) Naci� nij klawisz F3 (MARK CUT) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest gwiazdk�  (*). 

 Aby ci� �  znacznik, naci� nij klawisz F2 (ON). 

 Je� eli znacznik ma nie by�  ci� ty, naci� nij F4 (OFF). 
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(7) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

 Je� eli CUT MARK jest w
� czone, wy� wietlacz wygl� da jak pokazany ni� ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ustaw odst� py schematu u
o� enia znaczników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest migaj� cym kursorem. 

 U� yj klawiszy pozycji /\ lub \/ w celu zmiany odst� pów lustrzanego schematu u
o� enia znaczników 1. 

 Warto� �  mo� e zosta�  ustawiona w zakresie od 0 do 9.9 mm (0 do 0.398”). 
 
(8) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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7.7.4 Ustawianie przerw wykrywania 
 
Je� eli segmenty liniowe schematu u
o� enia znaczników 3 s�  w� skie, znaczniki nie mog�  zosta�  wykryte 
nawet przy ustawieniu najwolniejszej pr� dko� ci ich wykrywania. W takim przypadku, ustaw odpowiednie 
warto� ci przerw wykrywania. Je� eli przerwa ustawiona jest na 0, znaczniki wykrywane s�  przez próbkowanie. 
Je� eli przerwa ustawiona jest na jak� kolwiek warto� �  z zakresu od 5	 m do 15 	 m, znaczniki wykrywane s�  w 
przerwach oko
o 5 	 m, tak jak ustawiono. 
 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F1 (MARK) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Je� eli ustawienie MARK MODE znaczników (7.2, „Okre� lanie MARK MODE znaczników) jest OFF,  
 klawisze F2 do F4 nie s�  wy� wietlane. 
 

(3) Naci� nij klawisz F4 (EXPAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F4 (SENS OPT.) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 

 

 

 

 

 

(5) Naci� nij klawisz F4 (SENS STEP) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 U� yj klawiszy pozycji < lub > w celu przesuni� cia kursora. 

 U� yj klawiszy pozycji /\ lub \/ w celu zmiany warto� ci. 

 Warto� �  mo� e zosta�  ustawiona w zakresie od 0 do 15 (	 m). 

 Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
 
(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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8. FUNKCJE OPCJONALNE 
 
Ten rozdzia
 opisuje sposób u� ycia funkcji opcjonalnych, do których dost� p mo� na uzyska�  poprzez wybranie 
OPTION1 lub OPTION2. 

8.1 Ustawianie PEN UP SPEED 

Funkcja PEN UP SPEED pozwala na okre� lenie pr� dko� ci poruszania si�  podniesionego pisaka (w statusie 
PEN UP). Przy ci� ciu materia
u trudnego do ci� cia (z powodu nadmiernej sztywno� ci lub mi� kko� ci) nale� y 
zmniejszy�  pr� dko� �  poruszania si�  opuszczonego pisaka poprzez ustawienie parametru SPEED. Jednak� e, 
podnosz� c pr� dko� �  poruszania si�  pisaka w statusie PEN UP, mo� na skróci�  ca
kowity czas ci� cia. 

Procedura 

(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F2 (OPTION 1) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(3)    Naci� nij klawisz F1 (UP SPEED) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) U� yj przycisków pozycji /\ i \/ do zmiany ustawienia PEN UP SPEED, mog� cego przyjmowa�  warto� ci 

AUTO, 10, 20, 30, lub 60. Je� eli wybrano AUTO, pr� dko� �  poruszania si�  podniesionego pisaka jest równa 
pr� dko� ci pisaka opuszczonego (to znaczy, ustawienie PEN UP SPEED równe jest ustawieniu SPEED). 

(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 

 
Sprawd� : 
Ustawienie PEN UP SPEED jest przechowywane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu. 
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8.2 Ustawianie OFFSET FORCE ostrza tn� cego 

Po otrzymaniu danych ci� cia, ploter analizuje dane, a nast� pnie wykonuje "pocz� tkow�  kontrol�  ostrza" w 
celu zbadania orientacji ko� cówki ostrza tn� cego w stosunku do pocz� tkowego k� ta obrotu wymaganego 
przez ka� dy segment liniowy okre� lony w danych wys
anych z komputera. 
 
Podczas pocz� tkowej kontroli ostrza, ploter tnie materia
 na krótkim odcinku, a nast� pnie obraca ko� cówk�  
ostrza tn� cego. Z powodu braku mo� liwo� ci przewidzenia kierunku, jaki b� dzie wskazywa
a ko� cówka ostrza, 
funkcja OFFSET FORCE pozwala na okre� lenie si
y nacisku ci� cia wywieranego przez ostrze podczas 
pocz� tkowej kontroli ostrza na poziomie ni� szym ni�  normalnie, umo� liwiaj� c w ten sposób na oddzielne 
okre� lenie si
y nacisku przesuni� cia no� a. Ponadto, ustawienie OFFSET FORCE mo� e by�  u� ywane jako si
a 
nacisku przy pocz� tkowej kontroli ostrza w trybie THICK MODE. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz F2 (OPTION 1) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(3) Naci� nij klawisz F2 (OFFSET FORCE) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(4) U� yj przycisków pozycji /\ i \/, aby zmieni�  ustawienie OFFSET FORCE, które mo� e przyjmowa�  warto� �  

dowolnej liczby ca
kowitej w zakresie od 1 do 48. 

(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 

 
Sprawd� : 
Ustawienie OFFSET FORCE jest przechowywane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu. 
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8.3 Ustawianie OFFSET ANGLE ostrza tn� cego 

Funkcja OFFSET ANGLE umo� liwia okre� lenie k� ta odniesienia dla okre� lenia konieczno� ci przeprowadzenia 
pocz� tkowej kontroli ostrza (dla wyja� nienia pocz� tkowej kontroli ostrza, zobacz rozdzia
 7.2, "Ustawianie 
OFFSET FORCE ostrza tn� cego"). 
 
Przy podniesieniu warto� ci k� ta odniesienia (ustawienia OFFSET ANGLE), pocz� tkowa kontrola ostrza 
wykonywana jest tylko przy du� ych zmianach k� ta, co za tym idzie skracaj� c ca
kowity czas ci� cia przez 
skrócenie czasu potrzebnego na pocz� tkow�  kontrol�  ostrza. Jednak� e, przy zbyt wysokim ustawieniu 
OFFSET ANGLE obraz wynikowy mo� e nie posiada�  zamierzonego kszta
tu. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F2 (OPTION 1) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(3) Naci� nij klawisz F3 (OFFSET ANGLE) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(4) U� yj przycisków pozycji /\ i \/, aby zmieni�  ustawienie OFFSET ANGLE, które mo� e przyjmowa�  warto� �  

dowolnej liczby ca
kowitej w zakresie od 0 do 60. 

(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 

 
Sprawd� : 
Ustawienie OFFSET ANGLE jest przechowywane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu. 
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8.4 Ustawianie STEP PASS 

U� yj tej funkcji, je� li odleg
o� �  pomi� dzy punktami okre� lona w danych ci� cia jest znikomo ma
a. Okre� lona 
warto� �  STEP PASS b� dzie u� yta jako minimalna jednostka odleg
o� ci dla przetwarzania danych ci� cia, 
zapewniaj� c stabilno� �  podczas pocz� tkowej kontroli ostrza i poprawion�  jako� �  ci� cia. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F2 (OPTION 1) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F4 (STEP PASS) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(4) U� yj przycisków pozycji /\ i \/, aby zmieni�  ustawienie STEP PASS, które mo� e przyjmowa�  warto� �  

dowolnej liczby ca
kowitej w zakresie od 0 do 20. 

(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 
(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
 
Sprawd� : 
·  Ustawienie STEP PASS jest przechowywane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu. 
·  Je� li ustawienie STEP PASS jest zbyt wysokie, obraz wynikowy mo� e nie posiada�  zamierzonego kszta
tu. 
·  W normalnych okoliczno� ciach, zaleca si�  wykonywanie ci� cia z parametrem STEP PASS ustawionym na 

zero. 
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8.5 Wybór LENGTH UNIT 
Wy� wietlacz plotera mo� e pokazywa�  warto� ci wspó
rz� dnych w jednostkach milimetrów lub cali. Funkcja 
LENGTH UNIT pozwala na zmian�  jednostki d
ugo� ci ukazanej na wy� wietlaczu. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

(2) Naci� nij klawisz F2 (OPTION 1) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F2 (LENGTH UNIT) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Obecnie wybrana jednostka zaznaczona jest symbolem gwiazdki (*). 

Aby wy� wietla�  odleg
o� ci wspó
rz� dnych w milimetrach, naci� nij klawisz F2 (mm).  

Aby wy� wietla�  odleg
o� ci wspó
rz� dnych w calach, naci� nij klawisz F4 (inch). 

(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
 
Sprawd� : 
Ustawienie LENGTH UNIT jest przechowywane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu. 
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8.6 Ustawianie warto� ci DISTANCE ADJUST 
Funkcja DISTANCE ADJUST u� ywana jest do skorygowania wszelkich odchyle�  w d
ugo� ci segmentów 
liniowych podczas ci� cia lub kre� lenia. Warto� ci koryguj� ce wprowadzane s�  w formie procentu obecnej 
odleg
o� ci ci� cia lub kre� lenia. Przyk
adowo, je� li parametr X= ustawiony jest na 0.05%, odleg
o� �  ci� cia na 
osi X zostanie zwi� kszona o 0.05%. Konsekwentnie, dla d
ugo� ci ci� cia wynosz� cej 500-mm, odleg
o� �  
zwi� kszana jest o 0.25 mm (500 x 0.05 = 0.25 mm) do 500.25 mm. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 

 
 
 
 
 
 
  
(2) Naci� nij klawisz F4 (OPTION 2) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
  

(3) Naci� nij klawisz F3 (DISTANCE ADJ) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F2 (X=) lub F4 (Y=), aby przesun� �  migaj� cy kursor do osi wspó
rz� dnych wymagaj� cej 

dostosowania. 

Nast� pnie u� yj przycisków pozycji /\ i \/ w celu okre� lenia warto� ci koryguj� cej w zakresie od -0.25% do 

+0.25%. W razie konieczno� ci powtórz powy� szy proces dla drugiego parametru. 

(5) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(6) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 

 
Sprawd� : 
Ustawienia DISTANCE ADJUST s�  przechowywane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu. 
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9. FUNKCJE SPECJALNE 
Ten rozdzia
 opisuje sposób u� ycia funkcji specjalnych nieu� ywanych podczas normalnych operacji ci� cia lub 
kre� lenia. U� ycie tych funkcji przez u� ytkownika nie posiadaj� cego odpowiedniego do� wiadczenia i wiedzy 
mo� e spowodowa�  wadliwe dzia
anie plotera. 

9.1 Opis funkcji specjalnych 

Poni� ej opisano osiem funkcji specjalnych. 

(1) W
� czanie i wy
� czanie komend " ;" , " ," , oraz " :"  (Tylko w trybie zarz� dzania GP-GL) 
Przy ustawieniu COMMAND na GP-GL, funkcja ;,: COMMAND pozwala na zmian�  statusu ENABLED/ 
DISABLED dla rozpoznawania wprowadzania komend ";", ",", i ":" z komputera. Je� eli ploter nie odbiera 
poprawnie pierwszej cz� � ci danych przes
anych z komputera, problem mo� e zosta�  przypisany tym 
trzem komendom. W takim przypadku, zmie�  ustawienie ;,: COMMAND na DISABLED. 

(2) Kontrola ruchu UP/DOWN przez komend�  W COMMAND (Tylko w trybie zarz� dzania GP-GL) 
Kiedy komenda W (dla kre� lenia ko
a lub 
uku) wysy
ana jest do plotera przy ustawieniu COMMAND na 
GP-GL, funkcja W COMMAND okre� la, czy przemie� ci�  pisak do okre� lonego punktu pocz� tkowego 
kre� lenia w stanie podniesionym (kiedy ustawienie W COMMAND jest PEN UP) lub w stanie pisaka 
(podniesionym lub opuszczonym) poprzedzaj� cym odebranie przez ploter komendy W (kiedy ustawienie 
W COMMAND jest PEN DOWN). Zauwa� , � e ustawienie PEN UP odgrywa rol�  tylko, je� li ploter jest w 
trybie CUTTER. 

(3) Wybór odpowiedzi MODEL EMULATED (Tylko w trybie zarz� dzania HP-GL) 
Przy ustawieniu COMMAND na HP-GL, funkcja MODEL EMULATION pozwala na okre� lenie sposobu 
odpowiedzi plotera w wypadku otrzymania z komputera komendy OI. Przy ustawieniu MODEL 
EMULATED na 7550, ploter odsy
a "7550B" w odpowiedzi na wys
anie komendy OI. Przy wyborze 7595, 
ploter odsy
a "7595A" w odpowiedzi na wys
anie komendy OI. 

(4) Wybór CONDITION PRIORITY 
Funkcja CONDITION PRIORITY okre� la, czy nale� y nadawa�  priorytet zaprogramowanym parametrom 
ci� cia wys
anym jako komendy z komputera, czy parametrom ci� cia r� cznie okre� lonym z poziomu 
panelu sterowania plotera. 

Przy ustawieniu CONDITION PRIORITY na MANUAL, ploter ignoruje wszelkie specyfikacje parametrów 
ci� cia wysy
ane z komputera, dlatego parametry ci� cia mog�  zosta�  zdefiniowane lub zmienione tylko z 
poziomu panelu sterowania plotera a zdefiniowane parametry ci� cia s�  przechowywane w pami� ci 
plotera nawet po jego wy
� czeniu. 

Przy wyborze PROGRAM, ploter przyjmie ostatnie parametry ci� cia okre� lone z poziomu panelu 
sterowania lub z wej� cia komend. Po wy
� czeniu plotera, zachowane zostan�  tylko parametry ci� cia 
okre� lone z poziomu panelu sterowania, a parametry ciecia zdefiniowane z poziomu wej� cia komend 
zostan�  usuni� te. 

(5) W
� czanie i wy
� czanie komend SP i J (SP,J COMMAND) 

Funkcja SP,J COMMAND pozwala na okre� lenie, czy ploter przyjmie lub rozpozna komend�  Pen 
Change (komend�  J w trybie zarz� dzania GP-GL lub komend�  SP w trybie zarz� dzania HP-GL). 

Przy ustawieniu SP,J COMMAND na ENABLED, obecny pisak zostanie zamieniony pisakiem 
odpowiadaj� cym numerom pisaków okre� lonym przez komend�  Pen Change. Przy wyborze DISABLED, 
ka� de wprowadzenie komendy Pen Change zostanie zignorowane. 

(6) Wybór pozycj i dla INIT. BLADE CONTROL 

Funkcja INIT. BLADE CONTROL okre� la pozycj� , gdzie zostanie wykonana pocz� tkowa kontrola ostrza. 
(dla wyt
umaczenia pocz� tkowej kontroli ostrza, zobacz rozdzia
 7.2, "Ustawianie OFFSET FORCE ostrza 
tn� cego"). 

Przy ustawieniu INIT. BLADE CONTROL na 2mm BELOW, pocz� tkowa kontrola ostrza zostanie 
przeprowadzona 2 mm poni� ej pocz� tkowego punktu ci� cia. 

Przy wyborze OUTSIDE, pocz� tkowa kontrola ostrza zostanie przeprowadzona poza efektywnym 
obszarem ci� cia. 
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(7) W
� czanie i wy
� czanie PEN UP MODE 

Kiedy ploter otrzymuje kolejne warto� ci wspó
rz� dnych w zakresie komend okre� laj� cych ruch pisaka w 
statusie PEN UP, funkcja PEN UP MODE okre� la, czy pisak przemie� ci si�  do ka� dego z okre� lonych 
punktów, czy bezpo� rednio do ostatniego punktu. 

Przy ustawieniu PEN UP MODE na ENABLED, pisak przesuwa si�  do ka� dego punktu w kolejno� ci, w 
jakiej otrzymywane s�  dane. 

Przy wyborze DISABLED, kiedy ploter otrzymuje kolejne dane wspó
rz� dnych wielu punktów, pisak 
przemieszcza si�  bezpo� rednio do punktu ostatniego. 
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9.2 Ustawianie funkcji specjalnych 
Wykonaj poni� sz�  procedur�  w celu okre� lenia funkcji specjalnej. 

Procedura 
(1) Trzymaj� c wci� ni� ty przycisk pozycji \/, w
� cz ploter. Menu do okre� lania funkcji specjalnych zostan�  

wy� wietlone w poni� szej sekwencji. 
 

Ustawienie COMMAND = GP-GL                            Ustawienie COMMAND = HP-GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) W ka� dym menu, obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest symbolem gwiazdki (*). 

Aby zmieni�  ustawienie, naci� nij klawisz F2 lub F4.  
Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia.  
Je� eli nie chcesz zmienia�  ustawie� , naci� nij klawisz NEXT PAGE, aby przej� �  do nast� pnego menu. 

(3) Po zako� czeniu ustawiania funkcji specjalnych, wy
� cz ploter. 

 
Sprawd� : 
Ustawienia s�  przechowywane w pami� ci RAM plotera nawet po jego wy
� czeniu 
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10. TRYBY TESTOWE I WYKRYWANIE USTEREK 
Ten rozdzia
 wyja� nia sposób u� ycia trybów testowych plotera, sposób zidentyfikowania i rozwi� zania 
podstawowych problemów, na jakie mo� na si�  natkn� � , a tak� e zawiera informacje, co robi�  w wypadku 
pojawienia si�  wiadomo� ci o b
� dzie. 

10.1 U� ywanie trybów testowych 

10.1.1 Drukowanie listy obecnie wybranych parametrów 
 

·  UWAGA: 
Po naci� ni� ciu klawisza F2 (COND. PAT.) do wyboru funkcji w kroku (4) poni� ej, karetka zaczyna si�  
porusza� . Pami� taj o trzymaniu r� k, w
osów i innych obiektów z dala od ruchomych cz� � ci plotera. 
 
Funkcja PRINT CONDITION drukuje list�  obecnie wybranych parametrów w celu natychmiastowego ich 
sprawdzenia. 

Procedura 
(1) Za
aduj do plotera materia
 o rozmiarze A4 lub wi� kszym. 

(2) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 

 
 
(3) Naci� nij klawisz F4 (OPTION 2) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Po naci� ni� ciu klawisza F2 (COND. PAT.), pojawi si�  poni� sze menu a ploter rozpocznie drukowanie listy 

obecnie wybranych parametrów. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Po wydrukowaniu parametrów, ploter powraca do stanu gotowo� ci. 
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10.1.2 Wykonywanie SELF TEST 
 

·  UWAGA: 
Po naci� ni� ciu klawisza F3 (SELF TEST) do wyboru funkcji w kroku (4) poni� ej, karetka zaczyna si�  porusza� . 
Pami� taj o trzymaniu r� k, w
osów i innych obiektów z dala od ruchomych cz� � ci plotera. 
 
Funkcja SELF TEST drukuje wzór testowy pozwalaj� cy na sprawdzenie dzia
ania plotera niezale� nie od 
funkcji z
� cz. 

Procedura 
(1) Za
aduj do plotera materia
 o rozmiarze A3 lub wi� kszym. 

(2) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F4 (OPTION 2) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Po naci� ni� ciu klawisza F3 (SELF TEST) pojawi si�  poni� sze menu a ploter rozpocznie kre� lenie wzoru 

testowego. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Ploter powtórnie kre� li wzór testowy a�  do momentu wy
� czenia. Dlatego, aby zako� czy�  test wewn� trzny, 

wy
� cz ploter. 
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10.1.3 U� ywanie trybu zrzutu kodu 
 

·  UWAGA: 
Po naci� ni� ciu klawisza F4 (DUMP) do wyboru funkcji w kroku (4) poni� ej, karetka zaczyna si�  porusza� . 
Pami� taj o trzymaniu r� k, w
osów i innych obiektów z dala od ruchomych cz� � ci plotera. 
 
Funkcja CHAR DUMP pozwala zaawansowanym u� ytkownikom na sprawdzenie, czy ploter w
a� ciwie odbiera 
dane wys
ane z komputera. Je� eli dane wydrukowane przez funkcj�  CHAR DUMP nie zgadzaj�  si�  z danymi 
wys
anymi z komputera, sprawd�  ponownie parametry z
� cza RS-232C lub ustawienie COMMAND. 
Ustawienia te mog�  by�  niepoprawnie wybrane lub mog�  nie zgadza�  si�  z ustawieniami aplikacji. 

Procedura 
(1) Za
aduj do plotera materia
 o rozmiarze A4 lub wi� kszym. 

(2) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F4 (OPTION 2) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
  
(4) Po naci� ni� ciu klawisza F4 (DUMP), pojawi si�  poni� sze menu a ploter wejdzie w tryb DUMP. 
 
 
 
 
 
 

(5) Kiedy wysy
ane s�  dane z komputera do plotera, ploter rozpoczyna ich drukowanie. 

(6) Aby opu� ci�  tryb DUMP, wy
� cz ploter. 

 
Sprawd� : 
·  W trybie DUMP, ploter drukuje dane otrzymane w postaci kodów ASCII. Kody kontrolne drukowane s�  

mniejsz�  czcionk�  jako dwucyfrowe warto� ci szesnastkowe. 
·  W odpowiedzi na odbiór komendy READ-type, ploter odsy
a dane fikcyjne oprócz sytuacji, kiedy proszony 

jest o wys
anie swojego obecnego statusu. 
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10.2 Procedury wykrywania usterek. 

Je� eli ploter nie dzia
a poprawnie, wypróbuj rozwi� zania opisane w poni� szych tabelach przed 
skontaktowaniem si�  z przedstawicielem handlowym lub najbli� szym sprzedawc�  Graphtec i pro� b�  o pomoc 
techniczn� . 

10.2.1   Ploter nie dzia
a po w
� czeniu 
 

Objawy Przyczyna Rozwi� zanie 

Lampka zasilania na panelu Ploter nie jest pod
� czony  Sprawd� , czy kabel zasilania jest dok
a- 
nie jest zapalona. do zasilania. dnie po
� czony z liniowym wej� ciem 
Wy� wietlacz jest pusty.  AC plotera i z gniazdem zasilania. 

Lampka zasilania na panelu 
sterowania  

Ploter zepsu
 si� . Skontaktuj si�  z przedstawicielem  
jest zapalona, ale ploter nie dzia
a. 

 
handlowym lub najbli� szym dealerem 
Graphtec. 

Lampka zasilania na panelu 
sterowania Pami� ci ROM i RAM s�  Skontaktuj si�  z przedstawicielem 

pali si� , ale ploter nie dzia
a. uszkodzone. handlowym lub najbli� szym dealerem 
Lampka PAUSE na panelu sterowa-  Graphtec. 
nia miga.   

Wy� wietlacz jest pusty.   

Lampka zasilania na panelu 
sterowania, Pami� ci ROM i RAM s�  Skontaktuj si�  z przedstawicielem 
pali si� , ale ploter nie dzia
a. uszkodzone. handlowym lub najbli� szym dealerem 
Wiadomo� �  "Sum-ck-ROM 
ERROR!!"  

 Graphtec. 
pojawia si�  na wy� wietlaczu.   
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10.2.2 Wyniki ci� cia nie s�  zadowalaj� ce 
 

Objawy Przyczyna Rozwi� zanie 

•Wycinane rogi s�  zbyt zaokr� glone. 
•Wycinane rogi s�  zbyt ostre. 

Ustawienie OFFSET nie 
jest w
a� ciwe do 
u� ywanego typu ostrza. 

Dostosuj ustawienie OFFSET.               
—> Rogi s�  zbyt zaokr� glone: 
Zwi� ksz warto� �  OFFSET. 
—> Rogi s�  zbyt ostre:             
Zmniejsz warto� �  OFFSET. 

Ostrze nie obraca si�  bez 
oporów w oprawce. 

Usu�  cia
a obce znajduj� ce si�  w 
oprawce. 

Ustawienie OFFSET 
FORCE jest zbyt niskie. 

Zwi� ksz ustawienie OFFSET 
FORCE. * OFFSET FORCE ostrza i 
si
a nacisku ci� cia to dwie ró� ne 
funkcje. 

Ostrze tn� ce chwieje si�  zaraz po 
rozpocz� ciu ci� cia. 

Z ostrza CB09UA zsun� 
a 
si�  spr� � yna. 

Wymie�  ostrze na nowe 
wyposa� one w spr� � yn� . 

Ostrze tn� ce jest 
nadmiernie wysuni� te. 

Dostosuj d
ugo� �  wysuni� tego 
ostrza. 

• Linie ci� g
e ci� te s�  jako 
przerywane (ostrze przeskakuje).  
 
•Wydaje si� , � e ostrze tn� ce faluje 
podczas ci� cia linii ci� g
ych. 

Pr� dko� �  ci� cia jest zbyt 
wysoka. 

Obni�  ustawienie SPEED w celu 
zmniejszenia pr� dko� ci ci� cia. 

Dane ci� cia aplikacji s�  
zbyt pobie� ne. 

Przepisz dane ci� cia aplikacji w 
celu okre� lenia wi� kszej ilo� ci 
punktów dla g
adszych krzywych. 

Krzywe staj�  si�  zygzakowate. 

Ustawienie OFFSET 
ANGLE jest zbyt niskie. 

Zwi� ksz ustawienie OFFSET 
ANGLE. 

Ostrze tn� ce jest 
nadmiernie wysuni� te. 

Dostosuj d
ugo� �  wysuni� tego 
ostrza. 

Ustawienie OFFSET nie 
jest w
a� ciwe do 
u� ywanego typu ostrza. 

Dostosuj ustawienie OFFSET. 

Pr� dko� �  ci� cia jest zbyt 
wysoka. 

Obni�  ustawienie SPEED w celu 
zmniejszenia pr� dko� ci ci� cia. 

Ostrze no� a jest zbyt 
t� pe, aby ci� �  materia
. 

Wymie�  ostrze. 

•Rogi materia
u odstaj� . 
•Materia
 zaczyna odstawa�  przy 
ci� ciu ma
ych czcionek. 

Ustawienie QUALITY jest 
zbyt wysokie. 

Obni�  ustawienie QUALITY. 
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Objawy Przyczyna Rozwi� zanie 

Ostrze tn� ce jest 
nadmiernie wysuni� te. 

Dostosuj d
ugo� �  wysuni� tego 
ostrza. 

• Ostrze tnie podk
ad. 

Ustawienie FORCE ci� cia 
jest zbyt wysokie. 

Obni�  ustawienie FORCE. 

• Ostrze wypada z ko
nierza. 
 rednica ko
nierza jest 
zbyt du� a dla u� ywanego 
ostrza. 

U� yj ko
nierza o odpowiedniej dla 
u� ywanego ostrza � rednicy. 

Kleisto� �  folii 
transportowej jest zbyt 
s
aba. 

U� yj folii transportowej o wi� kszej 
kleisto� ci. 

Materia
 zawija si�  w 
miejscu ci� cia. 

• Zmniejsz d
ugo� �  wysuni� tego    
ostrza. 

 •Obni�  ustawienie FORCE ci� cia. 

• Materia
 jest ci� ty, ale pozostaj� ce 
skrawki s�  trudne do przesuni� cia. 
 • Przenoszona folia nie mo� e 
zosta�  podniesiona z foli�  
transportow� . 

Po przeniesieniu, materia
 
zosta
 zostawiony bez 
szybkiego usuni� cia 
skrawków. 

Usuwaj skrawki najszybciej jak to 
jest mo� liwe. 

•Jednostka tn� ca wydaje dziwny 
d� wi� k podczas dzia
ania. 
•Materia
 traci kolor po przej� ciu 
ostrza. 

Ko� cówka ko
nierza trze o 
materia
. 

Dostosuj d
ugo� �  wysuni� tego 
ostrza oraz ustawienie FORCE 
ci� cia. 

Aplikacja i ploter nie maj�  
takiego samego 
ustawienia STEP SIZE. 

Okre� l to samo ustawienie STEP 
SIZE dla aplikacji i plotera. 

• Obraz wynikowy nie posiada 
okre� lonego rozmiaru. 

W aplikacji w
� czone jest 
skalowanie. 

Sprawd�  ustawienie skalowania. 

Aplikacja i ploter nie maj�  
takiego samego 
ustawienia STEP SIZE. 

Okre� l to samo ustawienie STEP 
SIZE dla aplikacji i plotera. 

Transfer komputera do 
plotera zawiera dane 
okre� laj� ce punkty le� � ce 
poza okre� lonym 
ustawieniem AREA. 

Okre� l ponownie ustawienie AREA. 

• Lampka PROMPT � wieci si�  
podczas wysy
ania danych (wyst� pi
 
b
� d off-scale)  
• Na pewnych obszarach materia
u 
nie mo� na przeprowadzi�  ci� cia. 

Transfer komputera do 
plotera zawiera obrazek 
przekraczaj� cy obszar 
ci� cia. 

Zmie�  dane w celu okre� lenia 
mniejszego obrazka. 
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Objawy Przyczyna Rozwi� zanie 

Ustawiono CONDITION 
PRIORITY na 
PROGRAM. 

Zmie�  ustawienie na MANUAL. •Parametry ci� cia nie mog�  zosta�  
zapami� tane lub zmienione. 

Po zmianie ustawienia nie 
naci� ni� to klawisza 
ENTER. 

Sprawd�  procedur�  ustawiania. 

•Czcionka i linie s�  zdeformowane 
podczas kre� lenia. 

Ploter jest ustawiony w 
tryb Cutter. 

W menu CONDITIONS, zmie�  
rodzaj pisaka z typu ostrza na PEN. 

•Ploter nie wycina/kre� li okre� lonej 
d
ugo� ci (lekki b
� d w precyzji 
odleg
o� ci). 

Funkcja DIST. ADJ. jest 
niepoprawnie okre� lona. 

Dostosuj precyzj�  odleg
o� ci. 

•Czcionki jest zdeformowana.  
•Z
o� one obrazki s�  zdeformowane. 

Ustawienie STEP PASS 
jest zbyt wysokie. 

Obni�  ustawienie STEP PASS. 

Dane ci� cie nie zosta
y 
napisane tak, aby punkty 
pokrywa
y si� . 

Sprawd�  dane ci� cia kre� l� c 
pisakiem. 

Ustawienie OFFSET 
FORCE jest zbyt niskie. 

Zwi� ksz ustawienie OFFSET 
FORCE. 

Podk
ad materia
u jest 
zbyt mi� kki. 

Zmie�  na materia
 ze 
sztywniejszym podk
adem. 

•Pocz� tkowy i ko� cowy punkt 
obrazka nie pokrywaj�  si� . 

Ostrze nie obraca si�  bez 
oporów. 

Sprawd�  czy do ostrza nie 
przyklei
y si�  cia
a obce. Je� li tak, 
usu�  je. 

 
 
 

10.2.3 Bigowanie 
 

Objawy Przyczyna Rozwi� zanie 

Si
a nacisku pisaka 
(bigowania) jest 
nadmierna. 

Obni�  si
�  nacisku pisaka (si
�  
nacisku bigowania). 

Materia
 jest uszkodzony  
lub porwany. 

Bigowanie jest zawracane 
i powtarzane zbyt du� �  
ilo� �  razy. 

Obni�  ustawienie licznika dla 
bigowania. 

 Przy tekturze falistej, 
sztywno� �  materia
u 
zmienia si�  w zale� no� ci 
od u
o� enia � 
obie� . 

Zmie�  si
�  nacisku pisaka (si
�  
nacisku bigowania) uwzgl� dniaj� c 
kierunek � 
obie�  (kierunki X i Y). 
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10.2.3 Osi wspó
rz� dnych nie mog�  zosta�  w
a� ciwie u
o� one 
 

Objawy Przyczyna Rozwi� zanie 

W miejscu przej� cia 
czujnika znajduje si�  cia
o 
obce lub nakre� lenie. 

Upewnij si� , � e w obszarze odczytu 
nie znajduj�  si�  cia
a obce i 
nakre� lenia. 

W miejscu przej� cia 
czujnika materia
 jest 
lu� ny lub pomarszczony. 

• Zabezpiecz materia
, aby 
zapobiec jego lu� nemu 
przesuwaniu si� .  
• U� yj materia
u bez zagi� �  i 
marszcze� . 

Materia
 nie jest bia
y. U� yj bia
ego materia
u. 

Znaczniki nie s�  
wydrukowane czarnym 
tuszem. 

Wydrukuj znaczniki czarnym 
tuszem. 

Linie wydrukowanych 
znaczników s�  zbyt 
cienkie lub niewyra� nie 
wydrukowane. 

Wydrukuj wyra� ne znaczniki o 
grubo� ci linii nie mniejszej ni�  0.3 
mm. 

W pobli� u czujnika 
znaczników � wieci silne 
� wiat
o. 

Upewnij si� , � e w pobli� u czujnika 
nie znajduj�  si�  silne � ród
a � wiat
a. 

Podczas automatycznego odczytu 
znaczników, wy� wietlana jest 
wiadomo� �  MARK SEARCH 
ERROR lub osi wspó
rz� dnych nie 
mog�  zosta�  w
a� ciwie u
o� one. 

Je� eli � adne z powy� szych rozwi� za�  nie jest osi� galne, 
przeprowad�  r� czny odczyt znaczników. 
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10.3 Wiadomo� ci o b
� dach 

10.3.1 Ogólne wiadomo� ci o b
� dach 
 

Wiadomo� �  o b
� dzie Przyczyna Rozwi� zanie 

Parametry ci� cia okre� lone dla 
materia
u do ci� cia s�  
niedopuszczalne. 

Obni�  ustawienie SPEED. Obni�  
ustawienie FORCE. 

Co�  utrudnia ruch karetki. Po usuni� ciu przeszkody, 
wy
� cz i w
� cz ponownie ploter. 

Podczas dzia
ania karetki zosta
 
do niej przy
o� ony nadmierny 
ci� � ar. 

Po usuni� ciu przeszkody, 
wy
� cz i w
� cz ponownie ploter. 

Fragmenty ci� tego materia
u 
dosta
y si�  do ruchomych cz� � ci 
plotera i teraz utrudniaj�  ich 
ruch. 

Po usuni� ciu przeszkody 
(przeszkód), wy
� cz i w
� cz 
ponownie ploter. 

[X POSITION ALARM 
POWER OFF THEN ON] 
lub [Y POSITION ALARM 
POWER OFF THEN ON] 
• S
ycha�  d� wi� k. 
• Pali si�  lampka PROMPT. 

Tabela warto� ci przyspiesze�  
jest wadliwa. 

* Je� eli ten problem powtarza 
si� , skontaktuj si�  z 
przedstawicielem handlowym 
lub najbli� szym dealerem 
Graphtec. 
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10.3.2 Wiadomo� ci o b
� dach w trybie zarz� dzania GP-GL 
 

Wiadomo� �  o b
� dzie Przyczyna Rozwi� zanie 

Ploter otrzyma
 
nierozpoznawaln�  komend�  

 

Przy w
� czeniu plotera, do 
którego zosta
y wys
ane dane z 
aplikacji, do danych wkrad
 si�  
szum. 

Naci� nij klawisz ENTER na 
ploterze. 

Ustawienia urz� dzenia 
wyj� ciowego aplikacji zosta
y 
zmienione. 

Skonfiguruj menu aplikacji tak, 
aby umo� liwi�  kontrol�  plotera. 
Ponownie okre� l parametry 
z
� cz aplikacji. 

ERROR 1 
Command Error 

Parametry z
� cz plotera zosta
y 
zmienione. 

Ponownie okre� l parametry 
z
� cz plotera. 

Parametr liczbowy komendy 
wyj� cia przekracza 
dopuszczalny zakres. 

 

Ustawienia urz� dzenia 
wyj� ciowego aplikacji zosta
y 
zmienione. 

Skonfiguruj menu aplikacji tak, 
aby umo� liwi�  kontrol�  plotera. 
Ponownie okre� l parametry 
z
� cz aplikacji. 

ERROR 4 
Parameter Overflow 

Parametry z
� cz plotera zosta
y 
zmienione. 

Ponownie okre� l parametry 
z
� cz plotera. 

W z
� czu wyst� pi
 b
� d zwi� zany 
z odbiorem danych. 

 

Ustawienia urz� dzenia 
wyj� ciowego aplikacji zosta
y 
zmienione. 

Skonfiguruj menu aplikacji tak, 
aby umo� liwi�  kontrol�  plotera. 
Ponownie okre� l parametry 
z
� cz aplikacji. 

ERROR 5 
I/O Error 

Parametry z
� cz plotera zosta
y 
zmienione. 

Ponownie okre� l parametry 
z
� cz plotera. 
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10.3.3 Wiadomo� ci o b
� dach w trybie zarz� dzania HP-GL 
 
Je� eli wy� wietlona zostaje jedna z wiadomo� ci o b
� dzie trybu zarz� dzania HP-GL przedstawiona w 
poni� szej, przyczyn�  niemal zawsze jest jedna z poni� szych przyczyn: 

(1) Ustawienia urz� dzenia wyj� ciowego aplikacji zosta
y zmienione; lub 
(2) Parametry z
� cz plotera zosta
y zmienione. 
 
Konsekwentnie, je� eli b
� d komendy pojawia si�  przy ustawieniu COMMAND na HP-GL, najpierw wykonaj 
jedn�  z poni� szych czynno� ci. 
 
(1) Skonfiguruj aplikacj�  do obs
ugi plotera i upewnij si� , � e parametry z
� cz aplikacji s�  poprawnie ustawione; 

oraz 
(2) Ponownie okre� l parametry z
� cz plotera. 
 

Wiadomo� �  o b
� dzie Przyczyna Rozwi� zanie 

ERROR 1 Instruction not 
recognized 

Wys
ano nierozpoznawaln�  
komend� . 

Wy� lij komend�  rozpoznawaln�  
dla plotera. 

ERROR 2 Wrong number of 
parameters 

Wys
ano komend�  z 
niew
a� ciw�  liczb�  parametrów. 

Ponownie wy� lij komend�  z 
w
a� ciw�  liczb�  parametrów. 

ERROR 3 Out of range 
parameters 

Wys
ano komend�  z 
niepoprawnym parametrem. 

Ponownie wy� lij komend�  z 
parametrami okre� lonymi w ich 
dopuszczalnych zakresach. 

ERROR 5 Unknown 
character set 

Okre� lono niepoprawn�  
czcionk� . 

Okre� l czcionk�  rozpoznawaln�  
dla plotera. 

ERROR 6 
Position overflow 

Wys
ano komend�  z danymi 
wspó
rz� dnych 
przekraczaj� cymi efektywny 
obszar ci� cia/kre� lenia. 

Wy� lij komend�  z danymi 
wspó
rz� dnych okre� lonymi w 
zakresie efektywnego obszaru 
ci� cia/kre� lenia. 

ERROR 7 
Buffer overflow 

Wys
ane dane przekraczaj�  
pojemno� �  bufora odbioru 
czcionki, bufora poligonów itp. 

Zwi� ksz pojemno� �  bufora. 

ERROR 10 Invalid I/O 
output request 

Podczas wykonywania wys
anej 
komendy ploter otrzyma
 inn�  
komend� . 

Sprawd�  zaprogramowane dane. 

ERROR 11 Invalid byte 
following ESC 

Po odbiorze znaku ESC nast� pi
 
niew
a� ciwy bit. 

Sprawd�  zaprogramowane dane. 

ERROR 12 Invalid byte in 
I/O Control 

Otrzymano komend�  kontroli 
urz� dzenia z niew
a� ciwym 
bitem. 

Sprawd�  zaprogramowane dane. 

ERROR 13 Out of range 
I/O parameter 

Wys
ano komend�  kontroli I/O z 
parametrem przekraczaj� cym 
dopuszczalny zakres liczbowy. 

Sprawd�  zaprogramowane dane. 

ERROR 14 Too many I/O 
parameters 

Wys
ano komend�  kontroli I/O 
ze zbyt du� �  ilo� ci�  parametrów. 

Sprawd�  zaprogramowane dane. 

ERROR 15 Error in I/O 
transmission 

Podczas przesy
u danych 
wyst� pi
 b
� d ramy, parzysto� ci, 
lub przekroczenia. 

Sprawd�  parametry z
� cza RS-
232C. 

ERROR 16 I/O 
buffer overflow 

Bufor I/O otrzyma
 dane z 
pr� dko� ci�  przekraczaj� c�  
pr� dko� �  ich przetwarzania. 

Sprawd�  parametry z
� cza RS-
232C. 
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11. Z	 
 CZA 
Ten rozdzia
 wyja� nia procedury ustawiania z
� cz plotera do wymiany danych z komputerem. Ploter 
wyposa� ony jest w standardowe z
� cze szeregowe RS-232C oraz kompatybilne z Centronics z
� cze 
równoleg
e. Tryb z
� cza plotera jest automatycznie dobierany w odniesieniu do typu danych przesy
anych do 
plotera. 

11.1 Ustawianie kompatybilnego z Centronics z
� cza równoleg
ego 
Aby u� y�  kompatybilnego z Centronics z
� cza równoleg
ego, nale� y tylko okre� li�  tryb COMMAND oraz 
parametr STEP SIZE (przy ustawieniu COMMAND na GP-GL) lub parametr ORIGIN 
(przy ustawieniu COMMAND na HP-GL). 
Aby uzyska�  instrukcje na temat wymaganych parametrów, zobacz rozdzia
 10.5, "Wybór trybu COMMAND", 
rozdzia
 10.3, "Okre� lanie STEP SIZE", oraz rozdzia
 6.1, "Wybór pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych w trybie 
HP-GL". 

11.2 Ustawianie z
� cza szeregowego RS-232C 
Aby u� y�  z
� cza szeregowego RS-232C, nale� y okre� li�  tryb COMMAND, parametr STEP SIZE (przy 
ustawieniu COMMAND na GP-GL) lub parametr ORIGIN (przy ustawieniu COMMAND na HP-GL), oraz 
parametry z
� cza RS-232C. W panelu sterowania plotera mo� na zapisa�  maksymalnie trzy ró� ne zestawy 
parametrów z
� cza RS-232C jako COND nr RS-1, RS-2, i RS-3, w ten sposób umo� liwiaj� c szybkie i proste 
zmienianie parametrów z
� cza dla dopasowania do aplikacji. 
Ustaw identyczne parametry z
� cza dla aplikacji jak i dla plotera. W przypadku niew
a� ciwego ustawienia, 
ploter mo� e wy� wietli�  wiadomo� �  o b
� dzie, nie odebra�  wszystkich przesy
anych z komputera danych, lub 
b
� dnie zadzia
a� . W takich przypadkach, ponownie sprawd�  parametry z
� cza. Aby uzyska�  instrukcje na 
temat wymaganych parametrów, zobacz rozdzia
 10.5, "Wybór trybu COMMAND", rozdzia
 10.3, "Okre� lanie 
STEP SIZE", rozdzia
 6.1, "Wybór pocz� tku uk
adu wspó
rz� dnych w trybie HP-GL" oraz rozdzia
 10.4, 
"Okre� lanie parametrów z
� cza RS-232C." 
 
Domy� lne parametry z
� cza 
 
COND nr RS-1 
 
 
 
 
 
 
 
COND nr RS-2 
 
 
 
 
 
 
 
COND nr RS-3 
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11.3 Okre� lanie STEP SIZE 
 
Funkcja STEP SIZE mo� e zosta�  okre� lona tylko przy ustawieniu COMMAND na GP-GL. Okre� la ona 
minimaln�  jednostk�  odleg
o� ci pokonywanej przez ploter w jednostkach krokowych. Parametr STEP SIZE 
mo� e zosta�  ustawiony na 0.100, 0.050, 0.025, lub 0.010 mm. Pami� taj o jednakowym ustawieniu STEP SIZE 
w aplikacji i ploterze. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz NEXT PAGE w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Naci� nij klawisz F1 (INTERFACE) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F1 (STEP SIZE) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) U� yj przycisków pozycji /\ i \/ do ustawienia STEP SIZE na 0.010, 0.025, 0.050, lub 0.100 mm. Je� eli nie 

chcesz teraz zmienia�  ustawienia STEP SIZE, naci� nij klawisz NEXT PAGE. 

(6) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(7) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
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11.4 Okre� lanie parametrów z
� cza RS-232C 

Pami� taj o jednakowym ustawieniu parametrów z
� cza w aplikacji i ploterze. 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz NEXT PAGE w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Naci� nij klawisz F1 (INTERFACE) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F2 (RS-232C) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) U� yj przycisków pozycji /\ i \/ do wy� wietlenia nr COND odpowiadaj� cego zestawowi parametrów z
� cza, 

który chcesz zmieni� , a nast� pnie naci� nij klawisz ENTER w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(6) U� yj klawiszy funkcyjnych F1 do F4, aby przesun� �  migaj� cy kursor do parametru, który chcesz zmieni� . 
Aby zmieni�  wy� wietlone ustawienie, u� yj przycisków pozycji /\ i \/. 
Je� eli nie chcesz teraz zmienia�  ustawie�  wybranego nr COND, naci� nij klawisz NEXT PAGE. 

Poni� ej przedstawiono warto� ci parametrów: 

Pr� dko� �  transferu:   19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 
Ilo� �  danych:              7BIT (7bitów), 8BIT (8 bitów) 
Parzysto� � :                 N (� adna), E (parzyste), O (nieparzyste) 
Kontrola:                    H (hardwire), X (X-w
� czone/X-wy
� czone), E (Enq/Ack; wybierane tylko w             

trybie zarz� dzania HP-GL)  

Wybierz odpowiednie warto� ci zgadzaj� ce si�  z warto� ciami aplikacji. 

(7) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(8) Naci� nij klawisz PAUSE, aby przywróci�  ploter do stanu gotowo� ci. 
 
 
 

 



 123 

11.5 Wybór trybu COMMAND 

Funkcja COMMAND wybiera tryb zarz� dzania plotera do u� ytku z komendami GP-GL lub HP-GL. Wybierz 
ustawienie COMMAND zgodne z aplikacj� . 

Procedura 
(1) Naci� nij klawisz PAUSE, nast� pnie naci� nij klawisz NEXT PAGE do ukazania si�  poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Naci� nij klawisz NEXT PAGE w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Naci� nij klawisz F1 (INTERFACE) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Naci� nij klawisz F4 (COMMAND) w celu wy� wietlenia poni� szego menu. 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Obecnie wybrane ustawienie zaznaczone jest symbolem gwiazdki (*). 

 Aby ustawi�  tryb COMMAND na komendy GP-GL, naci� nij klawisz F2 (GP-GL). 
 Aby ustawi�  tryb COMMAND na komendy HP-GL, naci� nij klawisz F4 (HP-GL). 

(6) Po uzyskaniu zadowalaj� cych wyników, naci� nij ENTER, aby zapisa�  ustawienia. 

(7) Ploter przeprowadza proces wst� pny, a nast� pnie powraca do stanu gotowo� ci. 
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12. SPECYFIKACJE 

12.1 Specyfikacje 
 FC4210-60 

Jednostka centralna 32 bitowa jednostka centralna 

Konfiguracja Ploter tn� cy tablicowy 

System nap� du Cyfrowy system regulacji automatycznej nap� du 

Maksymalny obszar ci� cia 860 x 600 mm 

Kompatybilna szeroko� �  
materia
u 666 mm 

Maksymalna pr� dko� �  ci� cia 65 cm/s 

Dopuszczalne pr� dko� ci ci� cia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 
cm/s 

Si
a nacisku ci� cia 0.098 do 5.88 N (10 do 600 gf) 

Minimalny rozmiar czcionki oko
o 5 mm dla alfanumerycznej (zale� y od rodzaju materia
u i czcionki) 

Mechaniczna rozdzielczo� �  0.005 mm 

Programowalna rozdzielczo� �  GP-GL: 0.1/ 0.05 / 0.025 / 0.01 mm;  
HP-GL™: 0.025 mm*1 

Powtarzalno� � *2 0.1 mm lub mniej 

Precyzja odleg
o� ci*2 Pr� dko� �  poruszania si�  x � 0.2% lub mniej lub � 0.1 mm, warto� �  
wi� ksza 

Prostopad
o� � *2 0.4/610 mm lub mniej 

Precyzja odczytu 
znaczników*3 

w zakresie 0.2 mm 

Maksymalna liczba narz� dzi 2 

Kompatybilne typy ostrz Stalowe 

Kompatybilne typy 
pisaków/narz� dzi Narz� dzie do bigowania, pisaki na bazie wody i olejowe 

Kompatybilny materia
 do ci� cia 

Folia samoprzylepna(poliwinyl, fluorescencyjna, odblaskowa) 
Tektura o grubo� ci 0.5 mm lub mniejszej 
Papier o grubo� ci 0.5 mm lub mniejszej (papier do wzorów, oilboard)*4  

Tektura falista klasy F, G 
Czyste arkusze do pakowania 

Z
� cza RS-232-C szeregowe i kompatybilne z Centronics z
� cze równoleg
e 
(wybór automatyczny) 

Pojemno� �  bufora 2 Mb 

J� zyk programowania GP-GL i HP-GL™ (wybierane w panelu sterowania) 

Wy� wietlacz LCD 20 znaków x 2 linie 

Napi� cie zasilania 100 do 120 VAC � 10%, 50/60 Hz; 220 do 240 VAC � 10%, 50.60 Hz 

Pobór energii 120 VA lub mniej 


 rodowisko pracy 10 do 35°C, 35 do 75% R.H. (nie skraplaj� ca si� ) 

Wymiary zewn� trzne (SxGxW) oko
o 1172 x 960 x 200 mm 

Waga (bez podstawki) oko
o 27 kg 

1 HP-GL jest zastrze� onym znakiem towarowym Hewlett-Packard Company. 
2 Warto� 
  zmienia si	  w zale� no� ci od przypisanego do Grapthec materia
u i obecnie wybranych parametrów ci	 cia. 
3 Oparte na precyzji podczas u� ywania za
� czonego pisaka i papieru wysokiej jako� ci do przeczytania wzorów dzia
aj� cych na ploterze. 
4 Do u� ycia z ostrzem CB15U lub CB15U-K30.  
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12.2 Opcja 
 

Nazwa Numer cz� � ci 

Podstawka ST0032 
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12.3 Wymiary zewn� trzne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednostka: mm 
B
� d precyzji wymiaru: ±5 mm 
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